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Allgemeines  Handbuchhistorie

Kapitel 1 » Aligemeines

1 Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

0.10 Preliminary

20.11.2007

Erste Version

0.20 Preliminary

11.01.2008

Textanderung beim Systemeinheitenkurztext

Textanderung auf 945GME (statt 945GM)

256 MB Hauptspeicher entfernt.

5AC801.ADAS-00 und 5AC801.HDDS-00 erganzt.

Zubehor erganzt.

Ready Relais 5AC801.RDYR-00, SATA RAID Controller, Liifter Kit, IF Optionen, Ersatz Luftfilter erganzt.
BIOS Beschreibung erganzt.

0.30 Preliminary

31.01.2008

Fehler bei der Konfiguration behoben.

BIOS Defaultprofile erganzt.

Namensénderung von APC810 auf APC800 und Best. Nr. Anderung.
Technische Daten des Gesamtgeréates erganzt.

Anschlussbeispiele erganzt.

Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses erganzt.

0.40 Preliminary

11.04.2008

Probleme und Eigenheiten des ersten Fertigungsloses Uberarbeitet.
Abschnitt "Temperatursensorpositionen” in "Anhang A" erganzt.
Abschnitt "Temperaturangaben" auf Seite 31 erganzt.

Systemeinheit mit 1 Card Slot erganzt.

Inhaltliche Anderungen (speziell im Kapitel Wartung / Instandhaltung).
BIOS Beschreibung fiir die Version 1.10 Uberarbeitet.

0.41 Preliminary

09.05.2008

Grafikkorrekturen bei ,Umgebungstemperaturen mit und ohne Lifter Kit".

MaRangaben des 1 und 2 Card Slot Gesamtgerates um den Kiihlkérper 5AC801.HS00-01 erweitert.
Abschnitt Leistungshaushalt erganzt.

Serialnummernaufkleberinformationen ergéanzt.

Abschnitt Automation PC 810 mit Windows XP Professional und Windows XP Embedded erganzt.
Abschnitt Automation Device Interface (ADI) erweitert.

5 Card Slot Variante erganzt.

Bohrschablonen um 5 Card Slot Variante erweitert.

Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeraten" auf Seite 217 erganzt.

Indexerweiterung

0.42 Preliminary

29.05.2008

Informationen zur Einbaulage (senkrecht, waagrecht) in Kapitel 3 "Inbetriebnahme".
Umgebungstemperaturangaben mit und ohne Lifter Kit bzgl. Einbaulage (senkrecht, waagrecht) erwei-
tert.

Fehlerkorrektur (Bestellnummern Lifter Kits) in Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponen-
ten" auf Seite 30.

Fehlerkorrektur (Pinbelegung) in Tabelle "Tab. 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC" auf
Seite 57.

Slide-in Slot 2 Beschreibung Uberarbeitet.

Slide-in DVD Brenner 5AC801.DVRS-00 erganzt.

Lufter Kit fur die 5 Card Slot Variante (5PC810.FA05-00) erganzt.

Echtzeituhr (RTC) Angaben ergénzt.

1.00

10.07.2008

Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

Blockschaltbilder aller Systemeinheiten in Abhangigkeit der Buseinheit erganzt ("Blockschaltbilder" auf
Seite 49).

Beschreibung des Add-on Schnittstellenmoduls 5AC600.485I-00 erweitert.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines ¢ Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

1.10

12.09.2008

»  Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler.

*  Werte des Einschaltstroms geandert (wegen neuem Netzteil).

e PCI Ethernetkarten 5ACPCI.ETH1-01und 5ACPCI.ETH3-01 ergénzt.

e Stromaufnahme von bisher 1..5A auf 1..6A geandert.

*  Manual auf den maximalen Wert von 130W angepasst.

*  Neues Kapitel ,Normen und Zulassungen” hinzugefiigt.

»  Luftfeuchtigkeitsangaben ergénzt "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39.

*  User ID naher beschrieben.

*  Best.Nr. fir Windows XP mit SP3 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL er-
ganzt.

*  Minimale Umgebungstemperaturangaben hinzugefiigt.

»  Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00 (fiir externen Verbraucher am PCI Steckplatz) erganzt.

»  Konfiguration eines SATA RAID Controllers von Kapitel Software nach Kapitel Inbetriebnahme verscho-
ben.

*  Fehlerkorrektur bei 5PC810.FA05-00 (siehe "5PC810.FA05-00" auf Seite 169).

*  BIOS Einstellungen geandert (neue BIOS Version).

*  Information zur Erstellung einer MS-DOS Startdiskette erganzt.

*  Information zur Erstellung eines bootbaren USB Memory Sticks ergéanzt.

*  Beschreibung B&R Key Editor ergénzt.

e Erganzung HMI Treiber & Utilities DVD.

*  Beschreibung fiir den Betrieb als RS485 Schnittstelle des Add-on RS232/422/485 Interface Moduls (iber-
arbeitet.

*  Erganzung ADI Control Center.

*  Erganzung Glossar.

*  Erganzung Seitendeckeldemonatge 5PC810.SX01-00 und 5PC810.SX05-00.

*  Erganzung zur Montage des USV Moduls (mit und ohne Add-on Schnittstellenmodul).

*  Fehlerkorrektur des 3-phasigen Netzteils 40A (0PS340.1) bei den Bestellnummern.

e Erganzung 5 Card Slot Buseinheit.

»  Korrektur einiger Temperatur-Luftfeuchtediagramme.

*  Erganzung Add-on Schnittstellensteckplatz.

*  Beschreibung "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 428 erganzt.

*  Beschreibung "AP Link Montage" auf Seite 420 erganzt.

*  Korrektur der Sicherung der Versorgungsspannung von 10A auf 15A auf Seite "Spannungsversorgung
+24 VDC" auf Seite 57.

*  Erganzung der CMOS Profil Schalterstellung 2 auf Seite "CMOS Profile Schalter" auf Seite 68.

»  Korrektur der Lebensdauer und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Lifter Kits 5PC810.FA01-00.

*  Erganzung Temperaturiiberwachung Lfterregelung siehe "Temperaturiiberwachung Liifterregelung" auf
Seite 426.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines  Handbuchhistorie

Version

Datum

Anderung

1.20

14.10.2009

Topologiegrafik ergénzt.

Korrektur der maximalen Umgebungstemperatur der Systemeinheit 5AC800.B945-02 in der Abbildung
auf Seite

Beschreibung des CMOS Battery Status in Tabelle "Tab. 207: 945GME Baseboard Monitor Einstellmég-
lichkeiten" auf Seite 254 geandert.

HDD Ersatzablage zum Zubehor auf Seite "5AC801.FRAM-00" auf Seite 393 sowie deren Montage
zum Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" erganzt.

Fehler in Abbildungs- und Tabellenverzeichnis behoben.

Fehler im Temperatur Luftfeuchtediagramm von SATA RAID Hard Disk - 5ACPCI.RAIC-03 und SATA
RAID Hard Disk - 5SACPCI.RAIC-04 behoben.

ADI Development Kit gedndert.

Tabelle fir die maximale Umgebungstemperatur fir die Kihlkérper 5AC801.HS00-00 > Rev. DO und
5AC801.HS00-01 > Rev. DO hinzugefiigt.

PCIE Port (ETH2) und PCIE Port (ETH1) BIOS-Beschreibung erganzt.

9S0000.08-010, 9S0000.08-020, 9S0000.09-090 abgekiindigt.

Informationen zum Firmwareupgrade aktualisiert.

CMOS-Profil 3 (5PC820.SX01-00) hinzugefiigt - ndhere Informationen zum CMOS-Profil sind im APC820
Anwenderhandbuch nachzulesen.

Abschnitt "Umweltgerechte Entsorgung” in Kapitel 1 "Allgemeines" erganzt.

Neuen Lufter Kit 5SPC810.FA02-01 APC810 2 Slot hinzugefiigt.

PCI Bus Typ bei den Buseinheiten hinzugeflgt.

BIOS Defaulteinstellungen fir FDC/LPT/COM Ports erganzt.

Lieferumfang des USB Memory Sticks entfernt.

Bild der Silicon Systems CompactFlash aktualisiert.

L2 Cache des CPU Boards 5PC800.B945-00 korrigiert - besitzt 2 MB L2 Cache

B&R CompactFlash Karten erganzt.

Technische Daten der Silicon Systems CFs Uberarbeitet.

Abschnitt 1.11 "Ressourcenaufteilung” auf Seite 269 erganzt.

Abschnitt 4.3.1 "Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05,
5ACPCI.RAIC-06" auf Seite 286 erganzt.

Neue "5AC801.SSDI-00" auf Seite 122 ergénzt.

BIOS-Einstellungen auf Version V1.14 aktualisiert.

Die Tabellen ,CPU Board Softwarestande” und ,Automation Panel Link Softwarestande“ aus dem Ab-
schnitt "BIOS Upgrade" wurden entfernt.

Abmessungen der Slide-in und Slide-in compact Geréate geéndert - jetztige Abmessungen beziehen sich
auf die gesamte Mechanik der Gerate.

Mechanische Eigenschaften zu den Produkten 5AC801.DVDS-00 und 5AC801.DVRS-00 erganzt.
Betriebssyteme 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-ENG und 5SWWXP.0500-MUL erganzt.
Abschnitt 9.4 ,Erzeugung eines bootbaren (bootable) USB Memory Sticks® entfernt.

Im Kapitel 4 "Software" die Abschnitte "BIOS Upgrade", "Firmwareupgrade" und "MS-DOS Bootdiskette
erstellen unter Windows XP" in den Abschnitt 2 "Upgradeinformationen" verschoben und aktualisiert.

Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt "So erstellen Sie einen bootfahigen USB Memory Stick fiir B&R
Upgrade Files" auf Seite 282 erganzt.

Im Kapitel 4 "Software" den Abschnitt 2.5 "So erstellen Sie eine bootfdhige CompactFlash Karte fir B&R
Upgrade Files" auf Seite 283 erganzt.

Angaben zu den mdglichen Auflésungen in den Technischen Daten der CPU Boards erganzt.

Abschnitt 1.10 "BIOS Fehlersignale (Beep Codes)" auf Seite 268 im Kapitel 4 "Software" erganzt.
Installationstext von Windows XP Professional geéndert.

Abschnitt "Temperatursensorpositionen" geandert.

Informationen zu B&R Key Editor aktualisiert.

Abschnitt 3 "Microsoft DOS" auf Seite 284 erganzt.

Chipset der Technischen Daten des CPU Board im Abschnitt "CPU Boards 945GME" auf Seite 106
korrigiert.

Tabelle "Tab. 88: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten" auf Seite 138 korrigiert.

Information auf Seite "Buslange und Kabeltyp RS422" auf Seite 180 erganzt.

Tabelle "Tab. 179: Linkbaugruppen" auf Seite 215 korrigiert.

Hex-Bereich in der Tabelle "Tab. 235: RAM-Adressbelegung" auf Seite 269 erganzt.

Ersatz CMOS Batterien 0AC201.9 durch 0AC201.91 ersetzt.

CPU Board 5PC800.B945-05 erganzt.

Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 Uberarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Version

Datum

Anderung

1.30

12.07.2010

Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lifter Kit 5PC810.FA03-00
und den Ersatzlifter 5AC801.FA03-00 erganzt.

Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 2009" auf Seite 291 erganzt.

Abschnitt 11 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299 aktualisiert.
Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 315 Uberarbeitet.

B&R CompactFlash 16 GByte (56CFCRD.016G-04) erganzt.

Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 224 wurde um einen Punkt erweitert.

Abschnitt "Kabel" auf Seite 373 im Kapitel 6 "Zubehdr" erganzt.

B&R ID Codes der Systemeinheiten erganzt.

Anschnitt 9 "Windows CE" auf Seite 296 erganzt.

B&R USB Memory Stick im Kapitel 6 "Zubehor" auf Seite 321 erganzt.

CPU Boards 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14
wurden erganzt.

Technisches Datum ,Remanente Variablen fiir AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode* bei den
APC810 Systemeinheiten erganzt.

1.31

14.11.2010

Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im Kapitel 6 "Zubehor" ergénzt.
Abschnitt 13 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 424 im Kapitel 7
"Wartung / Instandhaltung" erganzt.

1.32

02.11.2010

"5AC801.HDDI-03" auf Seite 118 ergénzt.

"SACPCI.RAIC-05" auf Seite 156 erganzt.

"5SMMHDD.0250-00" auf Seite 162 ergénzt.

Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 liberarbeitet.
5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5SMMHDD.0250-00 im Abschnitt 2.1 "Temperaturangaben” und
in Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 39 erganzt.

1.33

20.05.2011

Abschnitte "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 293, "B&R Automation Device Interface
(ADI) .NET SDK" auf Seite 311, "Automation Runtime" auf Seite 298 und "B&R Automation Runtime
Dongle" erganzt.

BIOS Version aktualisiert (1.14 -> 1.17).

Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299, "B&R Key Editor"
auf Seite 313, "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 355 und "B&R Automation Device Interface
(ADI) Development Kit" auf Seite 309 Uberarbeitet.

Buseinheit 5PC810.BX05-02 erganzt.

Chipset Information "CPU Boards 945GME" auf Seite 106 korrigiert.

Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 30 Uberarbeitet.

1.34

11.07.2011

USB 5 in Uberschrift erganzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 63).

5AC801.HDDI-03 in Tabelle "Tab. 44: Slide-in compact Slot" auf Seite 74 erganzt.

Tabelleneintrag ,Ladedauer bei Low Battery” in Tabelle "Tab. 283: 5AC600.UPSB-00, 5AC600.UPSB-00
- Technische Daten" auf Seite 360 erganzt.

Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299, "B&R Automa-
tion Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 309 und "B&R Automation Device Interface
(ADI) .NET SDK" auf Seite 311 Uberarbeitet.

Information zu ,Besonderheiten 5PCI Slot Variante” bei "Windows XP Professional" auf Seite 285 und
"Windows 7" auf Seite 287 erganzt.

Information zu ,Windows XP Mode" in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)"
auf Seite 294 korrigiert.

Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite
358 lberarbeitet.

1.40

23.01.2012

Abschnitt "CompactFlash Karten" wurde Gberarbeitet.

Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in Kapitel 4 "Software" verschoben.
Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in Kapitel 2 "Technische Daten" verschoben.

Der Anschitt Bohrschablonen im Kapitel Inbetriebnahme wurde entfernt und die Bohrschablonen im Ka-
pitel 2 "Technische Daten", Abschnitt 2 "Gesamtgerat" auf Seite 31 bei den Systemeinheiten erganzt.
Abschnitt "Anschlussbeispiele" auf Seite 191 wurde Uberarbeitet.

"Kabelldngen und Auflésungen bei SDL Ubertragung" aus Abschnitt "AP Link Steckkarten" auf Seite
171 entfernt.

Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im Kapitel 6 "Zubehor" erganzt - die CompactFlash
Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekundigt.

Abschnitt "B&R Automation Runtime Dongle" entfernt, die Bestelldaten wurden im Abschnitt "Automation
Runtime" auf Seite 298 erganzt.

BIOS Version aktualisiert (1.17 -> 1.18).

Gesamtes Handbuch gemaR den aktuellen Formatierungsvorgaben uberarbeitet.

1.41

25.06.2012

Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert.

Im Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)" auf Seite 66 wurden Informationen zur Verwendung
mit 64-Bit PCI Karten erganzt.

Der Abschnitt "Kabellangen und Auflésungen bei SDL Ubertragung" auf Seite 59 wurde ergénzt.
Informationen zu der "PCI to PCI Bridge" wurden in 3.2.3 "Technische Daten" der Buseinheiten erganzt.
Informationen zu der "PCle to SATA Bridge" wurde im Abschnitt "Slide-in Slot 2" auf Seite 73 erganzt.

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 wurde auf Seite Ready Relais verschoben.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines  Handbuchhistorie

Version Datum Anderung
1.45 01.10.2012 *  Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 22 wurde geandert - der Beschrei-
bungstext fir "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht.
e SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 126 und "S5AC801.SSDI-02" auf Seite 128 wurden er-
ganzt.
»  Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 187 wurde
erganzt.
*  Windows 7 Service Pack 1 wurde ergéanzt (siehe "Windows 7" auf Seite 287).
*  Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergénzt (siehe "Windows Embedded Standard
7" auf Seite 293).
* Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 299 wurde aktualisiert.
» Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 309 wurde auf Version 3.40
aktualisiert.
* Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 311 wurde auf Version 1.80 aktua-
lisiert.
*  Der "B&R Key Editor" auf Seite 313 wurde auf Version 3.30 aktualisiert.
*  Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards 945GME" auf Seite
106.
1.46 21.11.2012 » Die B&R CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergénzt, sieche "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite
328.
*  Die Technischen Daten der USV Kabel wurden Uberarbeitet, siehe "5CAUPS.00xx-00" auf Seite 363.
1.47 14.03.2013 *  Folgende Laufwerke wurden ergéanzt: "5AC801.HDDI-04" auf Seite 120, "5SACPCI.RAIC-06" auf Seite
159,"5MMHDD.0500-00" auf Seite 164.
* Die Bestelldaten der Systemeinheiten "5PC810.SX01-00" auf Seite 75, "5PC810.SX02-00" auf Seite
82, "5PC810.SX03-00" auf Seite 89 und "5PC810.SX05-00" auf Seite 96 wurden Uiberarbeitet.
. Die allgemeinen Informationen der Laufwerke "SACPCI.RAIC-01" auf Seite 146, "SACPCI.RAIC-05"
auf Seite 156 sowie "5SMMHDD.0250-00" auf Seite 162 wurden liberarbeitet.
»  Korrektur einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler
1.48 15.05.2013 «  Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 315 wurde (iberarbeitet.

Bei den technischen Daten der Einzelkomponenten wurden die Zertifizierungen Uberarbeitet.

Der Netzfilter "5SAC804.MFLT-00" auf Seite 365 wurde erganzt.

Das Add-on Sicherungs Kit "5AC600.UPSF-00" auf Seite 364 und die Ersatz Sicherungen
"5AC600.UPSF-01" auf Seite 364 fir die USV Batterieeinheit wurden erganzt.

Das Slide-in compact Laufwerk "5AC801.SSDI-03" auf Seite 130 wurde erganzt.

Die Ersatz SSDs "5MMSSD.0060-00" auf Seite 132, "5MMSSD.0060-01" auf Seite 134 und
"5MMSSD.0180-00" auf Seite 136 wurden erganzt.

Tabelle 1: Handbuchhistorie
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Allgemeines e Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgerate (wie
z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von
B&R sind fir den gewdhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wur-
den nicht entworfen, entwickelt und hergestellt fiir einen Gebrauch, der verhangnisvolle Risiken oder Gefahren
birgt, die ohne Sicherstellung auflergewdhnlich hoher Sicherheitsmalinahmen zu Tod, Verletzung, schweren phy-
sischen Beeintrachtigungen oder anderweitigem Verlust fihren kénnen. Solche stellen insbesondere die Verwen-
dung bei der Uberwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung,
bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von
Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden kdnnen, sind entspre-
chend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

» Elektrische Baugruppen mit Gehause
... bendtigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische
Baugruppen mit Gehause").

* Elektrische Baugruppen ohne Gehéuse
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschiitzt.

2.2.2 Vorschriften fiir die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehause

» Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berihren.
» Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berthren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehduse
Zusatzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehause" gilt

» Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Gerate, in die elektrische Baugruppen ein-
gebaut werden, missen geerdet sein.

» Baugruppen dirfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte bertihrt werden.

» Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfahiger Schaumstoff, etc.) ablegen.
Metallische Oberflachen sind keine geeigneten Ablageflachen!

» Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.

* Zu Monitoren oder Fernsehgeraten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

* Messgerate und -vorrichtungen missen geerdet werden.

* Messspitzen von potenzialfreien Messgeraten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten
Oberflachen zu entladen.

Einzelbauteile

» ESD- SchutzmafRnahmen fiir Einzelbauteile sind bei B&R durchgangig verwirklicht (leitfahige FuRbdden,
Schuhe, Armbander, etc.).

* Die erhéhten ESD- Schutzmalinahmen fur Einzelbauteile sind fir das Handling von B&R Produkten bei
unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und MaBnahmen
Elektronische Gerate sind grundsatzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung,

des Bedien- oder Steuerungsgerates bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst
dafiir verantwortlich, dass angeschlossene Gerate, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.
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Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Be-
obachtungsgeraten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder
vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die fiir die indus-
triellen Steuerungen geltenden SicherheitsmaRnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus
etc.) gemaR den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch fiir
alle weiteren angeschlossenen Gerate wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgefihrt
werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfiigen (z. B.
IEC 60364). Nationale Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die
in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfaltig durch-
zulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung missen die Gerate vor unzuldssigen Beanspruchungen (mechanische Belastung,
Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphare) geschuitzt werden.

2.5 Montage

* Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen er-
folgen.

» Die Montage der Gerate darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfol-
gen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

» Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind
zu beachten.

» Die elektrische Installation ist nach den einschlagigen Vorschriften durchzufiihren (z. B. Leitungsquer-
schnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb
2.6.1 Schutz gegen Beriihren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgerate und der
Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefahrlichen Spannungen
von Uber 42 VDC stehen. Werden solche Teile beriihrt, kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schaden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgerate sowie
der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehause ordnungsgemaf mit Erd-
potential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen muissen auch angebracht werden, wenn das Bedien-
und Beobachtungsgerat sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur fir Versuchszwecke angeschlossen
oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsfiihrende Teile sicher abzudecken. Wahrend des Betriebes missen alle Ab-
deckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeraten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.)
und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu
Staubablagerungen kommen, die das Gerét in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit
aktiver Kuhlung (LUfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kiuihlung mehr gewahrleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, kdnnen diese ebenso zu Funktionsstérungen fihren. In Verbindung
mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und
Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeintrachtigen
bzw. schadigen kdnnen. Ein Anzeichen fiir aggressive Gase sind geschwarzte Kupferoberflachen und Kabelenden
in vorhandenen Installationen.
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Bei Betrieb in Raumen mit funktionsgefahrdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beob-
achtungsgerate, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmafligem Einbau (z.B. Wanddurchbruch)
frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschiitzt. Ruckseitig jedoch missen alle Gerate
gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschitzt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten
Zeitabsténden zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schadliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datentrager (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Me-
mory Stick, usw.) oder Uber Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefahrdung flr das System dar. Es liegt
in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende MaRnahmen
wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswiurdigen Quellen
einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgerate und die Unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie moglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Gerate einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugefiihrt werden kdnnen, ist es notwendig, die ver-
schiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Elektronik Recycling
Bedien- und Beobachtungsgerate
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Batterien & Akkumulatoren

Kabel
Karton/Papier Verpackung Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemaR den jeweils gultigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48 21

Kapitel 1
Allgemeines



Allgemeines e Richtlinien
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis Beschreibung

Gefahr! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.

Warnung! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder groler Sach-
schaden.

Vorsicht! Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden.

Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise
4 Richtlinien

Fir alle BemaRungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europai-
schen BemalRungsnormen gultig.

Alle Abmessungen in mm.

NennmaRbereich Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768 mittel

bis 6 mm +0,1 mm

Uber 6 bis 30 mm +0,2 mm

Uber 30 bis 120 mm +0,3mm

Uber 120 bis 400 mm +0,5 mm

Uber 400 bis 1000 mm +0,8 mm

Tabelle 4: Nennmalibereiche
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Allgemeines + Ubersicht

Produktbezeichnung Kurzbeschreibung auf Seite
Automation PC / Panel PC
1A4601.06 B&R Automation Runtime ARemb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 298
Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.RDYR-00 Ready Relais fiir APC810 173
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter 171
Automation Runtime
1A4600.10-2 B&R Automation Runtime ARwin, ARNCO 298
1A4600.10-3 B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 298
1A4600.10-4 B&R Automation Runtime ARwin+ARNCO+PVIControls 298
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this 321
shipment qualify as ,partly regulated”. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact
cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27
4A0006.00-000 Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle 321
Buseinheiten
5PC810.BX01-00 APC810 Bus, 1 PCI 104
5PC810.BX01-01 APC810 Bus, 1 PCI Express (x4) 104
5PC810.BX02-00 APC810 Bus, 2 PCI 104
5PC810.BX02-01 APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4) 104
5PC810.BX03-00 APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4) 104
5PC810.BX05-00 APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1) 104
5PC810.BX05-01 APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1) 104
5PC810.BX05-02 APC810 Bus, 5 PCI 104
CPU Boards
5PC800.B945-00 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-01 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-02 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-03 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 106
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-04 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 106
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 106
Sockel fiir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 106
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 106
Sockel fir SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 106
2 Sockel fur SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
CompactFlash
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.016G-04 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.032G-06 CompactFlash 32 GByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.0512-04 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.1024-04 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.2048-04 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.4096-04 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R (SLC) 328
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) 336
5CFCRD.8192-04 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) 332
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R (SLC) 328
DVI Kabel
5CADVI1.0018-00 DVI-D Kabel, 1,8 m. 373
5CADVI.0050-00 DVI-D Kabel, 5 m. 373
5CADVI.0100-00 DVI-D Kabel, 10 m. 373
Feldklemmen
0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 323
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0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch 323
Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 111

5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 111

5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 111
Kiihlkorper

5AC801.HS00-00 APC810 Kihlkérper fur CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423. 109

5AC801.HS00-01 APC810 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400. 109

5AC801.HS00-02 APC810 Kiihlkérper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270. 109
Laufwerke

5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot. 138

5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in. 141

5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in. 143

5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 112
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-02 160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 116
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 118
der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 120
der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie 139
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact. 122

5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 126

5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 128

5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact. 130

5ACPCI.RAIC-03 PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. 151

5ACPCI.RAIC-04 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil flir 5SACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz 154
der Harddisk.

5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 156

5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. 159

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiir 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das 162
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMHDD.0500-00 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: 164
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5MMSSD.0060-00 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil flir 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD fiir 5PP510.GMAC-00; 132
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0060-01 60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil flir 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD fiir 5SPP510.GMAC-00; 134
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.

5MMSSD.0180-00 180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil fir 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD fiir 136
5PP5I0.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
Liifter Kit

5PC810.FA01-00 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX01-00. 166

5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit flir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision DO0. 167

5PC810.FA03-00 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX03-00. 168

5PC810.FA05-00 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX05-00. 169
MS-DOS

9S0000.01-010 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 284

9S0000.01-020 OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC. 284
RS232 Kabel

9A0014.02 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m. 390

9A0014.05 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m. 390

9A0014.10 RS232 Verlangerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m. 390
SDL Kabel

5CASDL.0018-00 SDL Kabel, 1,8 m. 376

5CASDL.0050-00 SDL Kabel, 5 m. 376

5CASDL.0100-00 SDL Kabel, 10 m. 376

5CASDL.0150-00 SDL Kabel, 15 m. 376

5CASDL.0200-00 SDL Kabel, 20 m. 376

5CASDL.0250-00 SDL Kabel, 25 m. 376

5CASDL.0300-00 SDL Kabel, 30 m. 376
SDL Kabel 45° Anschluss

5CASDL.0018-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m. 379

5CASDL.0050-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m. 379

5CASDL.0100-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m. 379

5CASDL.0150-01 SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m. 379
SDL Kabel flex

5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex, 1,8 m. 382

5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex, 5 m. 382

5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex, 10 m. 382

5CASDL.0150-03 SDL Kabel flex, 15 m. 382

5CASDL.0200-03 SDL Kabel flex, 20 m. 382

5CASDL.0250-03 SDL Kabel flex, 25 m. 382

5CASDL.0300-03 SDL Kabel flex, 30 m. 382

5CASDL.0300-13 SDL Kabel flex mit Extender, 30 m. 385
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5CASDL.0400-13 SDL Kabel flex mit Extender, 40 m. 385
5CASDL.0430-13 SDL Kabel flex mit Extender, 43 m. 385
Serialadapter
5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. 179
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. 176
Sonstiges
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle. 325
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD 355
Systemeinheiten
5PC810.SX01-00 APCB810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart 75
Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9
oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
5PC810.SX02-00 APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link 82
Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert
bestellen)
5PC810.SX03-00 APCB810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fiir Automation Panel Link 89
Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91
gesondert bestellen)
5PC810.SX05-00 APCB810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhangig vom Bus); 1 Slot fiir Automation Panel Link 96
Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB
2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert
bestellen)
USB Kabel
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m. 389
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m. 389
USB Zubehor
5A5003.03 Frontklappe, fir Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 349
5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.
5MD900.USB2-01 USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ Il), USB 340
Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)
5MD900.USB2-02 USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ Il), USB 345
Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B riickseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)
5MMUSB.2048-00 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte 351
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R 353
Undefined
1A4601.06-2 B&R Automation Runtime ARemb, ARNCO 298
5AC801.HDDI-01 80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: 114
Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5ACPCI.RAIC-01 PCI RAID System SATA 2x 60 GByte Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. 146
5ACPCI.RAIC-02 60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir SACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der 149
Harddisk.
5PC810.FA02-00 APC810 Lufterkit fir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 167
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5Ah; fiir APC620, APC810 oder PPC800 USV. 360
5AC600.UPSF-00 USV Sicherungs Kit fiir Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 bis Revision DO. 364
5AC600.UPSF-01 USV Sicherung, 5 Stiick 364
5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPCB800; fiir Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 359
5PC600.SX02-00 (ab Rev. GO0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. FO0),
5PC600.SX05-01 (ab Rev. FO0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00,
5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00)
sind separat zu bestellen.
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. 363
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m; fiir USV 5AC600.UPSI-00. 363
Windows 7 Professional/Ultimate
5SWWI7.1100-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
5SWWI7.1100-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
5SWWI7.1200-ENG Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
5SWWI7.1200-GER Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
5SWWI7.1300-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
5SWWI7.1400-MUL Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 287
mit einem Gerat.
Windows Based Runtime
1A4600.10 B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz 298
Windows CE 6.0
5SWWCE.0826-ENG Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; CompactFlash 296
separat bestellen (mind. 128 MByte).
Windows Embedded Standard 2009
5SWWXP.0726-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; Compact- 291
Flash separat bestellen (mind. 1 GByte).
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Windows Embedded Standard 7

5SWWI7.1526-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC810 mit 945GME 293
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1626-ENG Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; fir APC810 mit 945GME 293
Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1726-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fiir APC810 293
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).

5SWWI7.1826-MUL Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; fir APC810 293
mit 945GME Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).
Windows XP Embedded

5SWWXP.0426-ENG Microsoft OEM Windows XP Embedded Feature Pack 2007, Englisch; fir APC810 mit 945GME Chipsatz; Com- 289
pactFlash separat bestellen (mind. 512 MByte).
Windows XP Professional

5SWWXP.0500-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 285
Gerat.

5SWWXP.0500-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2¢, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 285
Gerat.

5SWWXP.0500-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung 285
mit einem Gerat.

5SWWXP.0600-ENG Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 285
Gerat.

5SWWXP.0600-GER Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem 285
Gerat.

5SWWXP.0600-MUL Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit 285
einem Gerat.
Zubehor

5AC801.FA01-00 APCB810 Ersatz Lifterfilter fir 5PC810.SX01-00; 5 Stk. 324

5AC801.FA02-00 APC810 Ersatz Lufterfilter fir 5PC810.8SX02-00; 5 Stk. 324

5AC801.FA03-00 APC810 Ersatz Lifterfilter flir 5PC810.SX03-00; 5 Stk. 324

5AC801.FA05-00 APC810 Ersatz Lifterfilter fir 5PC810.SX05-00; 5 Stk. 324

5AC801.FRAM-00 APCB810 SATA Hard Disk Ersatzablage 393

5AC801.RDYR-01 Ready Relais fir APC810 flr die Montage an einem Add-on USV Steckplatz 174

5AC804.MFLT-00 Netzfilter 365

5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100 367

5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100 370

5CAMSC.0001-00 Versorgungskabel intern 392
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Kapitel 2 » Technische Daten

1 Einleitung

Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Co-
re™2 Duo Technologie bietet der APC810 héchste Performance fir alle Anwendungen, bei denen es auf maximale
Rechenleistung ankommt.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschutzt hinter einer Klappe Einschiibe flr
Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die modulare Einschubtechnik kénnen die
Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlisse und Schnittstellen sind auf der Gehau-
seoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergroRert. Der APC810 bietet mit
den unterschiedlichen Baugréf3en mit einem, zwei, drei oder funf Card Slots (fur PCI bzw. PCI Express Steckkar-
ten) die optimale Bauform fiir jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu
verschwenden.
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1.1 Features

Neueste Prozessortechnologien - Core Duo, Core 2 Duo, Celeron M und Atom N270
Bis zu 3 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)

2 CompactFlash Steckplatze (Typ I)

1, 2, 3 oder 5 Card Slot Steckplatze (fiir PCI / PCI Express (PCle) Karten)
SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplatze)

5x USB 2.0

2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen

2x RS232 Schnittstelle, modemfahig

24 VDC Versorgungsspannung

Lufterloser Betrieb®

BIOS (AMI)

Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)

Anschluss verschiedenster Anzeigegerate am ,Monitor/Panel“ Videoausgang (Unterstitzung von RGB,
DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)

2'ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte

Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fahig)

Optionaler Einbau des Add-on USV Modules

Optionale CAN Schnittstelle

Optionale RS232/422/485 Schnittstelle

Optionaler RAID Controller (bendtigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist moglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustel-

len.

Fir den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

1)

Systemeinheit

Buseinheit

CPU Board

Kihlkorper

Hauptspeicher

Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) flir das Betriebssystem
Software

Abhéngig von der Geratezusammenstellung und der Umgebungstemperatur.
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1.3 Konfiguration - Grundsystem

Konfiguration - Grundsystem
Systemeinheit 1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.

Varianten: '
Card Slots (1,2,3 oder 5) |

Slide-in Slots (0,1 oder 2)
AP Link Steckplatz (0 oder 1)

I
I |

Beispiel: (2/1/1) A
=2 Card Slots, 1 Slide-in Slot,
1 AP Link Slot 5PC810.5X01-00 (1/0/0) | 5PC810.8X02-00(2/1/1) | 5PC810.SX03-00(3/1/1) | 5PC810.SX05-00 (5/2/1)
1 1 1 1
Buseinheit 1 ausw.{ 5 { & { 5 { 5

5PC810.BX01-00 5PC810.BX02-00 5PC810.BX03-00 5PC810.BX05-00

/ & (1 PCl) (2 PCI) (2 PCI/ 1 PCle) (4 PCI/ 1 PCle)

5PC810.8X01-01 5PC810.BX02-01 5PC810.BX05-01
@ (1 PCle) (1 PCI/ 1 PCle) (2 PCI/ 3 PCle)
5PC810.BX05-02

(5 PCI)

CPU Board - Kiihlkérper -Hauptspeicher

CPU Board 1 auswahlen
5PC800.B945-00/-10
5PC800.B945-01/-11
5PC800.B945-02 /-12
5PC800.B945-03 /-13 5PC800.B945-04 / -14 5PC800.B945-05
— — 1
lausw. § > S Z Sz
5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02
1
Hauptspeicher 1 oder 2 ausw. (max. 3 GB verwendbar) Q &
5MMDDR.0512-01 - 512 MB
“ 5MMDDR.1024-01 - 1 GB
5MMDDR.2048-01 - 2 GB

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem
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1.4 Konfiguration - optionale Komponenten

Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehor

Systemeinheit

1 auswahlen

Eine Systemeinheit besteht
aus Gehause und Basisboard.
Varianten:

Card Slots (1,2,3 oder 5)
Slide-in Slots (0,1 oder 2)

AP Link Steckplatz (0 oder 1)

&

Beispiel: (2/1/1) B - _ R

=2 Card Slots, 1 Slide-in Slot,

1 AP Link Slot 5PC810.SX01-00 (1/0/0) | 5PC810.SX02-00(2/1/1) | 5PC810.SX03-00 (3/1/1) | 5PC810.SX05-00(5/2/1)
Lufter Kit 1 auswahlen

el

o

5PC810.FA01-00 5PC810.FA02-01 5PC810.FA03-00 5PC810.FA05-00

Slide-in compact Laufwerk

1 auswahlen

5AC801.HDDI-00 (40 GByte)
5AC801.HDDI-04 (500 GByte)
5AC801.SSDI-00 (32 GByte)

5AC801.SSDI-01 (60 GByte)
5AC801.SSDI-02 (180 GByte)
5AC801.SSDI-03 (60 GByte)

1 oder 2 auswahlen

5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06,
5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06,
5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06
5CFCRD.032G-06

5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03,
5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03,
5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03,
5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03

Slide-in Laufwerk

nicht moglich 1 moglich | 2 moglich

r!
d

5AC801.HDDS-00 (40 GByte)
5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)
5AC801.ADAS-00 (Adapter)

5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)

AP Link Steckkarte

1 auswahlen

5AC801.SDL0-00 ( fiir 2'ten Grafikstrang)
5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)

RAID System

1 auswahlen

5ACPCI.RAIC-06 (2x 500 GByte, belegt 1 PCI Slot)
5MMHDD.0500-00 (Ersatz SATA-HDD 500 GByte)

Schnittstellenoption

1 auswahlen

5AC600.CANI-00 (CAN)
5AC600.4851-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)

USV Modul + Batterie

1 auswahlen

P o

5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)
Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)

Feldklemmen

1 auswahlen

H w

0TB103.9 (Schraubklemme)
0TB103.91 (Federzugklemme)

Software 1 auswahlen

L/"” Windows XP Windows Embedded Standard 2009 Automation Runtime

W, do(h ; v R L ] 5SWWXP.0500-ENG ~ 5SWWXP.0726-ENG 1A4601.06
Windows7 | 3SWWXP.0500-GER Windows Embedded Standard 7 1A4601.06-2

. Indows 5SWWXP.0500-MUL  5SWWI7.1526-ENG 1A4600.10
£ \Windows® 5SWWXP.0600-ENG  5SWWI7.1626-ENG 1A4600.10-2

Embedded 5SWWXP.0600-GER ~ 5SWWI7.1726-MUL 1A4600.10-3
£ Windows Embedded 5SWWXP.0600-MUL  5SWWI7.1826-MUL 1A4600.10-4

Standard 2009

Windows CE Windows XP Embedded

A Windows Ermbedded 5SWWCE.0826-ENG ~ 5SWWXP.0426-ENG

andare

L“"'/l] Windows 7 Microsoft DOS

Windows CE
Automation Runtime

5SWWI7.1200-ENG
5SWWI7.1200-GER
5SWWI7.1400-MUL

5SWWI7.1100-ENG
5SWWI7.1100-GER
5SWWI7.1300-MUL

9S50000.01-010
9S0000.01-020

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten
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Technische Daten  Gesamtgerat

2 Gesamtgerat

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Méglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatz-
steckkarten, usw. in Abhangigkeit von Systemeinheit und Lifter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Ta-
bellen bedingt durch diese Komponenten, einen Uberblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resul-
tierenden, maximal mdglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen fiir den
Betrieb mit und ohne Lifter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen
unter z.B. Microsoft Windows hohere Umgebungstemperaturen erzielt werden kénnen. Die diesbeziig-
liche Priifung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Tempe-
raturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

* Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung

* Burnin Testtool (Burnin V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenaus-
lastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und Slide-in Laufwerke, USB Schnitt-
stellen, Audioausgange)

* Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

* Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100 MBit oder 1 GBit Modus
» Betrieb des Gesamtgerates mit oder ohne Lfter Kit
* Revision des verwendeten Kihlkorpers
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Technische Daten  Gesamtgerat

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur

Maximale Umgebungstemperatur ohne Liifter Kit

Information:

* Unterscheidung der ETH2 Schnittstelle in bis 100 MBit bzw. bis 1 GBit Betrieb

» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf
Seite 183).

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kihlkérpern
5AC801.HS00-00 < Rev. DO und 5AC801.HS00-01 < Rev. DO.

ETHA1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
L2400 | L7400 | U7500 [ M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S s | 8 2|3 s | s N2 |3
Celsius (°C) bei 500 m {. NN. e le % |2 |9 S| B |e | e |9
(=2} (=2} D (=2} (2] (=2} (o2} (=2} (2] (=2}
@ (a|a|@o|a @ |@a | o |a|ao
Herabsenkung (Derating) der maxi- s /88|88 gs!1818|8 1|8
malen Umgebungstemperatur typisch 81818818 1818|8838
1°C pro 1000 Meter ab 500 m {i. NN. 5|5 |6 |5 |6 5|5 |6 |85 |5
Maximale Umgebungstemperatur 35 (35| 35 | 45 - 30 | 30 | 30 | 40 - = %
S o
g3
5 E
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E B
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? § 5
g 2
O kil
=]
On-Board CompactFlash?) ViV v |V VN VAN VA V4 80
5AC801.HDDI-00 ViV |V |V VY vv 80
5AC801.HDDI-01 vVIv Y|V Vv |V V 80
5AC801.HDDI-02 vV Iv Y |V Vi viv 80
Slide-in com- 5AC801.HDDI-03 v|Iv Y|V VvV Y 60 | o
pact Laufwerke | 5AC801.HDDI-04 Vv |V S|V 60 | =
5AC801.SSDI-00 vV|Iv Y|V VvV V 70
5AC801.SSDI-01 vV Iv Y|V Vv vv 70
5AC801.SSDI-02 vV|Iv Y|V Vv |V V 70
5AC801.SSDI-03 vViilv |v |V VIV |V |V 70
5AC801.HDDS-00 vVIv Y|V Vv |V V 80 | ¢ £
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 v | v | v | 40 RSx4 50 g g
5AC801.DVRS-00 v | v | v |40 VIV |V |V 50 [# 3
5MMDDR.0512-01 vV Iv |vY |V R aR -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v Iv | Y|V R - '
5MMDDR.2048-01 vV|Iv Y|V Vv |V |V -
5PC810.SX01-00 vV Iv |Y |V Vv vv 80
Svst inhelt 5PC810.SX02-00 vV|Iv Y|V Vv |V V 80 é
n N
ystemelnhelten | 5c810.8X03-00 A VA RV V2 NN 80 | 2
5PC810.SX05-00 v|Iv Y|V Vv |V |V 80
5AC600.CANI-00 vV Iv Y|V Vv vv -
5AC600.485I-00 vV|Iv VY|V Vv ||V -
5AC801.SDL0-00 vV Iv Y|V Vv Iviv -
Zusatzsteckkarten |5AC801.RDYR-00 vV|Iv Y|V NV VA VA V4 -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ |30/ |30/ |30/ 30/ '
len/ AP Link V| v | v |40 Vv v -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) vVl v v |V VoY LS -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) vV vV VIV |Iv Y -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) ViV v |V vV |V |V |/ -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte mdglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur ohne Lifter
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Information:

* Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf
Seite 183).
* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 = Rev. DO.

Technische Daten  Gesamtgerat

ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb

ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 1 GBit Betrieb

L2400 | L7400 | U7500 | M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S b= o 2 3 =3 b= N 3 by
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. e e | Y |9 @ | Y |9 |9
D (o2} D (o2} (2 (o2} D (o2} (2] (o2}
@ | @ o | o |a @ |0 o | o |a
Herabsenkung (Derating) der maxi- s/8|8|8]|8 g/8|/8|8|58
malen Umgebungstemperatur typisch 81818181838 1818|818
1°C pro 1000 Meter ab 500 m {i. NN. 5|66 |6 |5 S5 |65 |55
Maximale Umgebungstemperatur 35|35 |45 | 45 | - 30 | 30 | 40 | 40 | - c j,c%
P g
2
5 £
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur 2 g
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? § 5
g 2
e &
On-Board CompactFlash') v v | v v v | Y v | v 80
5AC801.HDDI-00 v v v v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v v v v v 80
Slide-in com- 5AC801.HDDI-03 v v v v v v v 4 60 o
pact Laufwerke 5AC801.HDDI-04 v v v v v v v v 60 | =
5AC801.SSDI-00 ViV |V |V AR 70
5AC801.SSDI-01 v v v v v v v v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v v v 4 70
5AC801.SSDI-03 v v v v v v v v 70
5AC801.HDDS-00 v v v v v v v 4 80 | ¢ g
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 v v | 40 | 40 v v v v 50 8 %
5AC801.DVRS-00 v v | 40 | 40 v v v v 50 @3
5MMDDR.0512-01 v v v v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v v v v - '
5MMDDR.2048-01 v v v v v v v v .
5PC810.SX01-00 v v v v v v v v 80
Svst inheit 5PC810.SX02-00 vV Iv |vY |V Vv vv 80 é
ystemelnhetlen  '5pce10.8X03-00 AN aN; araray 80 | 2
5PC810.SX05-00 v IV | |V VIV |V |V 80
5AC600.CANI-00 v v v v v v v v -
5AC600.4851-00 vVIv Y|V Vv vv -
5AC801.SDL0-00 v v v v v v v v -
Zusatzsteckkarten |5AC801.RDYR-00 VI Y VvV -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ |30/ |30/ |30/ 30/
len / AP Link v v v | 40 v v v v -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) ViV v |V vV Y Y -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) v v v v v v v v -
1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte mdglich.
Tabelle 6: Umgebungstemperatur ohne Liifter
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Technische Daten  Gesamtgerat

Information:

* KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.

» Betrieb ohne Liifter Kit ist NUR in senkrechter Einbaulage erlaubt (1.3 "Einbaulagen" auf Seite
183).

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 2 Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05
mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

L2400 L7400 U7500 M 423 T7400 N270
Alle Temperaturangaben in Grad f i S g i—; §
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. 3§ S $ S S S
@ @ @ @ @ @
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungs- § § § § § §
temperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. é é é % % g
Maximale Umgebungstemperatur 35 35 45 45 - 50 - g
g
5 £
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E =
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrénkung? § %
(2]
On-Board CompactFlash?) v v v v v 80
5AC801.HDDI-00 v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v v 80
Slide-in compact Laufwerke SAC801.HDDI-03 s v 4 4 45 60 Q
5AC801.HDDI-04 v v v v 45 60 =
5AC801.SSDI-00 v v v v v 70
5AC801.SSDI-01 v v v v v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v 70
5AC801.SSDI-03 v v v v v 70
5AC801.HDDS-00 v v v v v 80 | ¢ H
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 v v 40 40 40 50 § g
5AC801.DVRS-00 v v 40 40 40 50 | 28
5MMDDR.0512-01 v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v -
5MMDDR.2048-01 v v v v v -
5PC810.SX01-00 v v v v v 80
o 5PC810.SX02-00 v v v v v 80 T
Systemeinheiten 5PC810.5X03-00 N /e | 2
5PC810.SX05-00 v v v v v 80
5AC600.CANI-00 v v v v v -
5AC600.485I-00 v v v v v -
5AC801.SDL0-00 v v v v v -
Zusatzsteckkarten 5AC801.RDYR-00 v v v v v -
Schnittstellen / AP Link | 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/v | 30/ | 30/ 3“0(; 340(; - I
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) v v v v 45 -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) v v v v 45 -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 7: Umgebungstemperatur ohne Lufter
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Technische Daten  Gesamtgerat

Maximale Umgebungstemperatur mit Liifter Kit

Information:

* Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite

Kapitel 2
Technische Daten

183).
ETHA1: bis 100 MBit Betrieb ETH1: bis 100 MBit Betrieb
ETH2: bis 100 MBit Betrieb ETH2: bis 1 GBit Betrieb
L2400 | L7400 | U7500 [ M423 | T7400 L2400 L7400 | U7500 | M423 | T7400
Alle Temperaturangaben in Grad S s | 8 2|3 s | s N2 |3
Celsius (°C) bei 500 m . NN. e le % |2 |9 S| B |e | e |9
(=2} (=2} D (=2} (2] (=2} (o2} (=2} (2] (=2}
@ (a|a|@o|a @ |@a | o |a|ao
Herabsenkung (Derating) der maxi- s /8181|818 gs!1818|8 1|8
malen Umgebungstemperatur typisch 81818818 81818818
1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. 5|5 |6 |5 |6 5|5 |6 |85 |5
Maximale Umgebungstemperatur 55 | 55 | 55 | 55 | 55 50 | 50 | 50 | 50 | 45 = %
g3
I3
5 E
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E B
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? § 5
12)
On-Board CompactFlash?) Vv vV |V VN VA VA VA Ve 80
5AC801.HDDI-00 ViliviIv |V |V VIV v 80
5AC801.HDDI-01 VA AR VAR VAR V4 VvV Vv 80
5AC801.HDDI-02 Vilivi|Iv v |V VIV v 80
Slide-in com- 5AC801.HDDI-03 50 | 50 | 50 | 50 | 50 VA VAN VA VA V4 60 | o
pact Laufwerke | 5AC801.HDDI-04 50 | 50 | 50 | 50 | 50 SV v ||V 60 | =
5AC801.SSDI-00 VAN AN VAR VAR V4 Vv |V 70
5AC801.SSDI-01 Vilivi|Iv v |V R aRaEaTs 70
5AC801.SSDI-02 VAN AR VAR VAR V4 Vv |V |Vv 70
5AC801.SSDI-03 vViiviI|v v |V VvV I|iv |V 70
5AC801.HDDS-00 Vil |V VvV |V 80 | ¢ £
Slide-in Laufwerke |5AC801.DVDS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 VvV v 50 g £
5AC801.DVRS-00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 Vv viI|iv |V 50 [# 3
5MMDDR.0512-01 Vv vV VIl -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 ViV v |V R aRaEaTs - '
5MMDDR.2048-01 Vil v|v v |V ViV |v IV |V -
5PC810.SX01-00 VvV v |V VvV v 80
Svst inhelt 5PC810.SX02-00 Vil |V VvV |V 80 é
ystemeinhellen | 5pC810.5%03-00 arararav araAraray: 80 | 2
5PC810.SX05-00 vVilviI|v v |V Vv |vI|iv |V 80
5AC600.CANI-00 Vilivi|Iv v |V VIV v -
5AC600.485I-00 VvV |V VvV -
5AC801.SDL0-00 Vilivi|Iv |V |V VIV v -
Zusatzsteckkarten |5AC801.RDYR-00 VAN A VA VA V4 VN VA VA VAR -
Schnittstel- 5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ |30/ | 30/ | 30/ |30/ 30/ |30/ |30/ |30/ |30/ '
len/ AP Link 40 | 40 | 40 | 40 | 40 40 | 40 | 40 | 40 | 40 -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) ViV v Y|V VoY L -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) 50 | 50 | 50 | 50 | 50 anararars -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) 50 | 50 | 50 | 50 | 50 V|V |V |V |V -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte mdglich.

Tabelle 8: Umgebungstemperatur mit Lifter
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Technische Daten  Gesamtgerat

Information:

183).

* KEINE Unterscheidung zwischen bis 100 MBit und bis 1 GBit Betrieb von ETH1 und ETH2.
» Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (siehe "Einbaulagen" auf Seite

* Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur fiir Systemeinheiten mit den Kiihlkérpern
5AC801.HS00-00 = Rev. DO und 5AC801.HS00-01 = Rev. D0 und das CPU Board 5PC800.B945-05
mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-02.

L2400 L7400 U7500 M 423 T7400 N270
Alle Temperaturangaben in Grad f i S g i—; §
Celsius (°C) bei 500 m 4. NN. 3§ 3 $ S S S
@ @ @ @ @ @
o o o o o o
Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungs- 2 & 2 ] 2 2
temperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m . NN. g o g g 4 £
3} 2] v w 0 0
Maximale Umgebungstemperatur 55 55 55 55 55 60 - g
g
[
1<) E
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur E =
betrieben werden, oder gibt es eine Einschrankung? g %
£ g
() [
= N
On-Board CompactFlash?) v v v v v v 80
5AC801.HDDI-00 v v v v v v 80
5AC801.HDDI-01 v v v v v v 80
5AC801.HDDI-02 v v v v v v 80
Slide-in compact Laufwerke 5AC801.HDDI-03 50 50 50 50 50 50 60 o
{de-in compact Lautwerke | Acgo1.HDDI-04 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | =
5AC801.SSDI-00 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-01 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-02 v v v v v v 70
5AC801.SSDI-03 v v v v v v 70
5AC801.HDDS-00 v v v v v v 80 | ¢ H
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 50 50 50 50 50 50 50 g g
5AC801.DVRS-00 50 50 50 50 50 50 50 | 28
5MMDDR.0512-01 v v v v v v -
Hauptspeicher 5MMDDR.1024-01 v v v v v v -
5MMDDR.2048-01 v v v v v v -
5PC810.8X01-00 v v v v v v 80
Svst inhelt 5PC810.SX02-00 v v v v v v 80 g
ystemeinhetten 5PC810.5X03-00 vl s s s e | o
5PC810.SX05-00 v v v v v v 80
5AC600.CANI-00 v v v v v v -
5AC600.485I-00 v v v v v v -
5AC801.SDL0-00 v v v v v v -
5AC801.RDYR-00 v v v v v v -
Zusatzsteckkarten
Schnittstellen / AP Link | YACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/ Standard) 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ '
40 40 40 40 40 40 -
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard) v v v v v v -
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard) 50 50 50 50 50 50 -
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/ Standard) 50 50 50 50 50 50 -

1) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhaltlichen und mit dem Gerat kompatiblen CompactFlash Karte méglich.

Tabelle 9: Umgebungstemperatur mit Liifter

36

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48



Technische Daten  Gesamtgerat

Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Liifter Kit).

2. Die Zeile ,Maximale Umgebungstemperatur zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems
in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern ii. NN. Herabsen-
kung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern
ii. NN.

3. Sind im APC810 System zusatzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw.
eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschrankung
besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein ,v* (Hakchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur
des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. ,35% so darf die Umgebungstemperatur des ge-
samten APC810 Systems diese nicht iberschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C:
5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00, 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-02. Wird keine der genannten Kompo-
nenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturiberwachung

Sensoren Uberwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board 1/0, Board ETH2,
Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810. Die Position der Temperatur-
sensoren ist der Abbildung "Abb. 3: Temperatursensorpositionen" auf Seite 38 zu entnehmen. Der angegebene
Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle2 dar. Beim Uberschreiten der
Temperatur wird kein Alarm ausgeldst. Die Temperaturen kénnen im BIOS (Menipunkt Advanced - Baseboard/Pa-
nel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R
Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhaltlichen Hard Disks fir APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es kdnnen verschiedene Parameter, wie
z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows
Betriebssystemen (auf’er Windows CE) ausgelesen werden.

2) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.
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2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board I/O, Slide-in Laufwerk, usw.) im
APC810 an. Die Temperaturend konnen im BIOS (Menlpunkt Advanced - CPU Monitor) oder unter Microsoft
Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center4) ausgelesen werden.

Fir Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R
Implementierungsanleitung durchgefuhrt werden. Zusatzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffahige
MS-DOS Beispielprogramme verfiigbar.

Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position Messpunkt fiir Messung max. spezifiziert
1 CPU Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor). 100°C
2 Board Temperatur des CPU Boards (Sensor integriert im CPU Board). 85°C
3 Board 1/O Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor auf dem Baseboard). 85°C
4 Board ETH2 Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard). 80°C
5 Board Netzteil Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard). 80°C
6 ETH2 Controller Temperatur des ETH2 Controllers (Sensor im ETH2 Controller). 125°C
7 Netzteil Temperatur des Netzteils (Sensor am Netzteil). 80°C
8 Slide-in Laufwerk 1 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig
8 Slide-in Laufwerk 2 Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert). laufwerkabhangig

Tabelle 10: Temperatursensorpositionen

3) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert fir die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst
worden sein.
4) Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladenwerden.
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2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die
fur die Einschrankung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerates von Bedeutung sind. Fir die Bestimmung ist immer
der gemeinsame kleinste, wie auch grofite Wert zu verwenden.

Komponente Betrieb Lagerung / Transport
CPU Boards 945GME COM Express 10 bis 90% 5 bis 95%
Systemeinheiten (alle Varianten) 5 bis 90% 5 bis 95%
Hauptspeicher fiir CPU Boards 10 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-01 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-02 8 bis 80% 5 bis 95%
5AC801.HDDI-03 5 bis 95% 5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke 5AC801.HDDI-04 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-00 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-01 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-02 5 bis 95% 5 bis 95%
5AC801.SSDI-03 8 bis 95% 8 bis 95%
5AC801.HDDS-00 5 bis 90% 5 bis 90%
Slide-in Laufwerke 5AC801.DVDS-00 8 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.DVRS-00 8 bis 90% 5 bis 95%
5AC600.CANI-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC600.4851-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.SDL0-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5AC801.RDYR-00 5 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-01 (24 Stunden/Standard) 5 bis 90% 5 bis 95%
Zusatzsteckkarten 5ACPCI.RAIC-02 (24 Stunden/Standard) 5 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard) 8 bis 90% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5ACPCI.RAIC-06 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
5MMHDD.0500-00 (24 Stunden/Standard) 5 bis 95% 5 bis 95%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 85% 85%
CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 85% 85%
Zubehor CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 8 bis 95% 8 bis 95%
Memory Stick 5SMMUSB.2048-xx 10 bis 90% 5 bis 90%
USB Media Drive 5MD900.USB2-01 20 bis 80% 5 bis 90%

Tabelle 11: Ubersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C.
Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhangigkeit der Temperatur ist den technischen
Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.
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2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsversorgung fur die Sys-

temeinheiten dar.

Versorgungssgannung >

. | USV Add-on

USV Batterie
»

"I Modul (optional) |

15V

24V II 15V

galvanisch
getrennt

L

Pufferungskondensatoren
(far min. 10 ms) |

+24 VDC

Power Taster Ein

15V 3V3

v

5V

»

3V3 Standby
»

3V3,

=

5V Standby

5V

-12V

+12V +12V

Ll

-12V'

+12Vk

»

PCI Bus

Erlauterung

Abbildung 4: Spannungsversorgung fir Systemeinheiten

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten

15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf
den Bus gelegt. Beim 5V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein
zusatzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschlieRbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird tber 15 V versorgt und gewahrleistet bei

Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.
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2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0

Technische Daten  Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
by Leistungsangabe E’CI Ka!rte, optional o ]
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
' Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)")
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 10 W mit Lufter Kit)")
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 1 Slot
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2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
by Leistungsangabe E’CI Ka!rte, optional o ]
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
' Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
g Leistungsangabe PCI Karte, optional
© (max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit)")

Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)")

Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lifter Kit nicht Gberschreiten.

Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 1 Slot
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2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0

Technische Daten  Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § :";’_ § ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O o O 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
& Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
* Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit))
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 14: Leistungskalkulation APC 2 Slot
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2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
& Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
* Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit))
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 15: Leistungskalkulation APC 2 Slot
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2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00

Technische Daten  Gesamtgerat

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lufter Kit, optional 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit))
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 16: Leistungskalkulation APC 3 Slot
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2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

82 | g% | 8% |82 32 8
0 O 0 © 0 O 0 0 [t [T}
§ § § §_ § Eg_ § ‘:’:3_ gg ‘:’;’_ §.§ Werte in dieser
=] =] =] =] =] S Spalte Eintragen
0 O o0 © 0 O 0 O RG] 5]
Add-on USV Modul, optional 7.5
maximal méglich bei +12 V 75
CPU Board, Fixverbraucher 26 30 18 14 43 1
Arbeitsspeicher 512 MB max. 2 Stiick je 1,5 W
Arbeitsspeicher 1024 MB max. 2 Stlck je 2,5 W
Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stiick je 3 W
> Lifter Kit, optional 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
N Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 10 10 10 10 10 10
+ Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 6 W mit Lufter Kit)1)
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher +12V }
maximal moglich bei +5 V 65
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
Hard Disk (Slide-in compact) 4 4 4 4 4 4
Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...) 4 4 4 4 4 4
USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W
USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
= Grafikadapter (AP Link), optional 5 5 5 5 5 5
© Externer Verbraucher, optional (liber Baseboard) 5 5 5 5 5 5
Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 20 W mit Lifter Kit)")
maximal moéglich bei -12 V 1.2
> Leistungsangabe PCI Karte, optional
o | (max. 1,2 W ohne und mit Lifter Kit)")
o Verbraucher -12V }
Verbraucher +5V 3
maximal moglich bei 3V3 40
Systemeinheit, Fixverbraucher 4 4 4 4 4 4
CompactFlash, je 1 W
Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional 025 | 025 | 0.25 | 025 | 0.25 | 0.25
o Grafikadapter (AP Link), optional 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Leistungsangabe PCI Karte, optional
(max. 3 W ohne Lufter Kit, max. 15 W mit Lifter Kit))
Leistungsangabe PCle x1 Karte, optional
(max. 3 W ohne Lifter Kit, max. 10 W mit Lifter Kit)")
Verbraucher 3V3 Y

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCle Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe
mit und ohne Lufter Kit nicht (iberschreiten.

Tabelle 17: Leistungskalkulation APC 5 Slot
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2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerat wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um
eine eindeutige Identifizierung des Gerates zu ermdglichen. Hinter dieser Serialnummer sind alle in dem System

verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Serialnummer, Lieferdatum und Garantieende)
abgebildet.

For configuration details

R3C70168444 o to www.br-automation. com

v, br-automet icn. com and enter serial number

Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Riickseite der Monta-
geplatte zu finden.
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Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rickseite
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Diese Information kann auch Uber die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-
automation.com die Serialnummer des Gesamtgerates im Suchfeld einzugeben auf den Tab "Serialnummer" zu
wechseln. Nach der Suche erhalt man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

Sprache (Osterreich

R

Login

A3CT0158444

B-= Serialnummerneingabe
J z.B.: A3C70168444

Industrie PCs
Automation PC 510
Automation PC 511
Automation PC 810
Automation PC 820
Automation PC 810
Automation Panel 800
Automation Pane! 800
Panel PC 300
Panel PC 725
Panel PC 800
Power Pane! 300
Power Pane! 500

Visugiisieren und Bedienen

Steuerungssysteme

10 Systeme

Sicherheistzchni

Antriebstechnik

Netzwerke und Feidbus Module

Software

Frozessiettechni

Stromversorgungen

Zubehar

Serialnummer:
Wateriainummer.
Revision
Auslieferungsdatum:

Gewahrleistungsende:

*Kundenvereinbarung untersagt die Ausgabe des Datums

Dieses Material ist Bestandteil eines konfigurierten Materials und wurde in folgender Konfiguration ausgeliefert

SERIAL
A3CT0168444
A3EB0168446
A3E60168447
A3F40168425
A3F20168442
A3EAD168442
A3CAD168430

A3CTO168444
5PC810.5X02-00

AD
“MNIA
*NIA

MATERIAL
5PC810.8X02-00
SMMDDR 1024-01
5MMDDR 1024-01
5AC801 HDDI-01
5AC801.HS00-00
5PC810.8X02-01
5PC800.B945-00

REVISION

A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0

LIEFERUNG

*hNNV
NNV
NNV
NNV
NIV
NV
NNV

Il Seriainummer
e

rialnumme LSerialnummer*

GEVVAHRLEISTUNG SENDE
*NIA
*NIA
NIA
NIA
*NIA
*NIA
*NIA

wechseln auf den Tab

Auflistung der verbauten
Komponenten nach der
Serialnummernsuche

Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444
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2.5 Blockschaltbilder

Die nachfolgenden Blockschaltbilder zeigen den vereinfachten Aufbau der Systemeinheiten mit einem CPU Board
in Abhangigkeit der verschiedenen Buseinheiten.

2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00

CPU Temperatur @' CPU @'

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

s
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | SMBus, System Bus
Modul 1 v
i
. analog RGB Monitor / Panel
2 GByte SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik SOLIF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor 10

Optionaler
Liifter 1

SO-DIMM
Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Lifter 2 rot/griin/orange

Optionaler HDD LED
Lafter 3 gelb

2 GByte | SMBus DMI 512 kB SRAM
Y |nterface batteriegepuffert

Link1 LED
5PC810.BX01-00 - 1 Slot Bus 1 PCI RAM 128 kB gelb
b SM Bus Serial Flash :
S| SMBus, Link2 LED
) FPGA MTCX Controller gelb
2 Serial EEPROM
35 Factory Settings
Z Reset Taster
o
& usv
&
Power Taster
Line Driver
rc RS232 RS232 COM1
Spannungsiiberwachung )
- Line Driver
RS232 R8232 COM2
Ve
N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
—‘ CMOS Profile
SATA 1
e SATA Schalter
Optional Controller USB6 Ethernet
lide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controlle
SATA HardDisk [ +5 Volt e Inel 825751 ETH2
USB5 e
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge use o .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie ICH7M-DH UsB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsB4
usB1
Add-on USV Modul usB2
L Echtzeituhr AC97 Sound
Batterie | ] RTC Controller UsB3
Einheit Laderegler usv usB4
6-polig
Temperaturfilhler |
UsSB5
Controller +15,6 Volt
Hardh BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 DC/DC +5 Volt
ufferung 10 ms -
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
SDC/iC +3,3 Volt Line In
witching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—— Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 8: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild
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2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01

CPU Temperatur M CPU M

Intel Core2 Duo
Core Duo, Celeron M

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | SMEus, System Bus
Modul 1 von
i
S cbre analog RGB Monitor / Panel
: GByte SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik SDLIF
Controller | Intel 82945GME | Controller Sensor O

Optionaler
Lafter 1

SO-DIMM
Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange

2 GByte [ SMBus DMI 512 kB SRAM
Y |nterfaCe batteriegepuffert

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX01-01 - 1 Slot Bus 1 PCle RAM 128 kB gel
- SM Bus Serial Flash .
<= | SMBus, Link2 LED
s FPGA MTCX Controller gelb
5 Serial EEPROM
o Factory Settings
8 Reset Taster
usv
@
=
2 Power Taster
o
©
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATAL SATA ‘ Schalter
Optional Controller usBe Ethernet Ethernet
SS",:’-?:"HW?SE? 5ot USB7 Controller ET:;”e
fardDis}
USB5 Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USB3
UsSB4 USBA
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 9: 5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild
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2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M
FPGA

AP Link
SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX02-00 - 2 Slot Bus 2 PCI RAM 128 kB gelb
N b SM Bus Serial Flash .
S S SMBus, Link2 LED
o a| | FPGA MTCX Controller gelb
@ HIRE Serial EEPROM
= S o Factory Settings
o
= al e Reset Taster
2} @ )
&l |8 usv
®| |
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usB6 Ethernet
ide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controller
SATA Hardisk | +5 VoIt Intel 82573L ETH2
USB5 ©
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 10: 5PC810.5X02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild
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2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

E—
Intel Core2 Duo LVDS
Sil 1362A AP Link
Core Duo, Celeron M AL o
Altera

=
lock Generator Atom N270

FPGA

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Interface

Link1 LED
5PC810.BX02-01 - 2 Slot Bus 1 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
o~ b SM Bus Serial Flash Li
o po > ink2 LED
= & 2] FPGA MTCX Controller gelb
@ P 2 Serial EEPROM
£ o 5 Factory Settings
@ o 2
= a o Reset Taster
2] @
L = usv
R )
e
2 Power Taster
o
a
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C  USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATA O Controller USB6
e Ethernet Ethernet
S eorbact| 45 voit USB7, Controller ETho
lardDis} Intel 82573L
USB5
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge use o= .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBs
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller USB3
Laderege usv ] ot
Temperaturfuhler Controller 5.6 vol | USB5
A ; BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/DC Switching Spannungsiiberwachung Mic
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild
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2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

E—
Intel Core2 Duo LVDS
Sil 1362A AP Link
Core Duo, Celeron M AL o
Altera

=
lock Generator Atom N270

FPGA

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Interface

Link1 LED
5PC810.BX03-00 - 3 Slot Bus 2 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
I NS SM Bus Serial Flash Link2 LED
= <]
= = 2113 FPGA MTCX Controller gelb
@ % 212 Serial EEPROM
= o sl |z Factory Settings
ﬁ = allg Reset Taster
2] of @
it gl |8 usv
k= S| |
2
E Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATAOY Controller USB6
o Ethernet Ethernet
SS";"?;“HOO?IDP'E? 5 Vol USB7 Controller ETH2
fardDis}
| o Vor Uses Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
Laderegler usv USB4
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern
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2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  Tmps
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX05-00 - 5 Slot Bus 4 PCI/ 1 PCle RAM 128 kB gelb
o <] [«] [~] [= SM Bus Serial Flash Link2 LED
5 sHsAsHs—— in
= @ o |a||a||a FPGA MTCX Controller gelb
Bl & = HTEERE Serial EEPROM
x FHERERE .
= = ) SHEENG Factory Settings
3 8 = allz] |l [ Reset Taster
@a @ o| |a| o] |o
o [ o] | oy usv
s [S] [=] |@
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
I’C USBS N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usBe Ethernet Ethernet
SS":-?:"HW?ST 5ol USB7 Controller ET:;”e
fardDis}
| YOr Uses Intel 82573L
Primary IDE . B
Gontroller South Bridge uss 325‘1’ .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 13: 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild
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2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

_
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M
FPGA

AP Link
SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  TmDs
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | Controller Sensor 0 Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Op}ionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED

5PC810.BX05-01 - 5 Slot Bus 2 PCI / 3 PCle g:b
SMBus Link2 LED

FPGA MTCX Controller gelb

PCle X1 Slot 3
PCle X1 Slot 4
PCle X1 Slot 5

Reset Taster

Slide-in Slot 1
Slide-in Slot 2

Serial EEPROM
Factory Settings
usv

32 Bit PCI Bus Slot 2
32 Bit PCI Bus Slot 1

Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
[ ‘
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
SATA ‘ Schalter
Optional SATAOY Controller USB6
o Ethernet Ethernet
SSIK’T?;"HW:E?? 5 Vol USB7 Controller ETH2
fardDis}
| o Vor Uses Intel 82573L
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4 USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching ’
Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild
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2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

CPU Temperatur Core| cpy |Core AP Link Modul

]
Intel Core2 Duo
Sil 1362A

Core Duo, Celeron M AP Link
FPGA

SDL2/DVI-D

=
lock Generator Atom N270

SO-DIMM | BMBus, System Bus | J T
Modul 1 SDVO C | use7[  TmDs
SDVO B Sil 1362A
512 MByte -
¥ analog RGB Monitor / Panel
2 GByte \ SDL1/DVI-I
Memory North Bridge Grafik Temperatur SDL IF
Controller | Intel 82945GME | controller Sensor O Optionaler
Lifter 1
SO_DIMM Temperatur
Modul 2 Sensor Netzteil IF Option CAN Optionaler Power LED
512 MByte V Batterie oder RS485 Liifter 2 rot/griin/orange
2 GByte |SMBus DMI

Interface

Opfionaler HDD LED
Lifter 3 gelb

Link1 LED
5PC810.BX05-02 - 5 Slot Bus 5 PCI RAM 128 kB gelb
w| | <+ of o) | = SM Bus Serial Flash i
== el e = Link2 LED
=] m ] <] <] >
I | o| |» o| |a||o FPGA MTCX Controller gelb
= EE 2 H 2 Serial EEPROM
< = 5l ls sl sl 1o Factory Settings
@ @ ol
= -] ol aplel s Reset Taster
2} @« of [@ of @] |2
of | ol o] | usv
s | e s8] |®
Power Taster
Line Driver
RS232 RS232 COM1
Line Driver
RS232 RS232 COM2
Ve
’C USB5 N
Security Key
PCle (Lane 0-5)
CMOS Profile
SATA 1
— SATA ‘ Schalter
Optional Controller usB6 Ethernet
ide-i Ethernet
Slide-in compact USB7 Controller
SATA Hardisk | +5 VoIt Intel 82573L ETH2
USB5 ©
Primary IDE . USBO
Controller South Bridge uss |- .
Controller Ethernet Ethernet
V Batterie |ICH7M-DH USB2 Controller ETH1
Realtec 8111B/C
Intel 82801GHM USBS
UsSB4
USB1
Add-on USV Modul usB2
“ Echtzeituhr AC97 Sound
RTC Controller UsB3
B |
USB5
Controller +15,6 Volt
> } BIOS
SMBus | Monitor Flash
Puff 10 Dc/bC +5 Volt
ufferung 10 ms oo
DC/IDC Switching Spannungsiiberwachung Mic
—
Isolated
DC/DC | +3,3 Volt Line In
Switching Piezzo
Summer Line Out
DC/DC | +12 Volt
Switching

m==m Schnittstelle nach auflen gefiihrt
—= Schnittstelle optional oder intern

Abbildung 15: 5PC810.5X05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild
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2.6 Gerateschnittstellen
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der flr den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt
werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810 Gehause zu
entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgeldtete Sicherung (15A, flink) abgesichert,
sodass bei Uberlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschlieten (Verpolungsschutz - kein
Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschadigung des Gerates erfolgt. Wird
die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstort, so muss das Gerat an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung
verpolungssicher 3-polig, male
Pin Beschreibung
1 -
2 Funktionserde
3 +
Bestellnummer Kurzbeschreibung . 2
Feldklemmem e Power 24 VDC
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme e T
0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme & s
2.3

Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist moglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu
empfehlen, den groRt moglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwen-
den.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes
oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so grof3
wie moglich (mindestens 2,5 mm?) gewahlt werden.
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2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig-

keit

Buslénge max. 15 m 9-poliger DSUB Stecker

Belegung
DCD
RXD
TXD
DTR 9
GND S
DSR
RTS
CTS

RI

Tabelle 19: Pinbelegung COM1

max. 115 kBit/s

3
S

1

O O O O
O O O O O

O|O(N(O|O|D[W|IN|—=

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2

Serielle Schnittstelle COM2"

RS232

Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt

UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

Ubertragungsgeschwindig-

keit

Buslange max. 15 m 9-poliger DSUB Stecker

Belegung
DCD
RXD 6
TXD
DTR 9
GND 5
DSR
RTS
CTS

RI

Tabelle 20: Pinbelegung COM2

max. 115 kBit/s

3
5

1

O O O O
O O O O O

OO (N|O|O|D[W|N|—

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
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2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI

Die nachfolgende Ubersicht zeigt einen Uberblick der méglichen verfiigbaren Videosi-
gnale beim Monitor / Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwende-
ten CPU Boards.

CPU Board

Videosignale mit allenSystemeinheitenvarianten

5PC800.8945-00 /-10 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-01/-11 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-02 / -12 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-03 / -13 RGB, DVI, SDL
5PC800.8945-04 / -14 RGB, DVI, SDL
5PC800.B945-05 RGB, DVI, SDL

ol

©

Tabelle 21: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Pinbelegung

Pin| Belegung Beschreibung Pin| Belegung Beschreibung
1 | TMDS Data 2- |DVI Lane 2 (negative) 16 | HPD Hot plug detect
2 | TMDS Data 2+ |DVI Lane 2 (positive) 17 | TMDS Data 0- |DVI Lane 0 (negative)
3 | TMDS Data 2/4

Shield of Data pair 2 and 4

18| TMDS Data 0+

DVI Lane 0 (positive)

TMDS DATA 1+

Clock (positive)

C1|ANALOG RED

Analog Red

SHIELD
4 . TMDS Data 0/ | Shield of Data pair 0 and
SDL- SDL Lane (negative) 19 XUSB1 SHIELD | USB1
5 |SDL+ SDL Lane (positive) 20 | XUSB1- USB Lane 1 (negative)
6 | bpc Clock '(:’Cigk‘;ase‘j control signal 1541 xysB1+ USB Lane 1 (positive)
7 DDC Data DDC based control signal 22 TMDS Clock Shield of Clock pair DVI 24-polig, female
(data) Shield
8 |n.c. not connected 23 | TMDS Clock+ | DVI Clock (positive)
9 | TMDS Data 1- |DVI Lane 1 (negative) 24 | TMDS Clock - | DVI Clock (negative)
10 DVI Lane 1 (negative) HDMI

1 TMDS DATA 1/ | Shield of Data pair 1 and c2 ANALOG Analog Green
XUSBO SHIELD | USBO GREEN 9

12 | XUSBO- USB Lane 0 (negative) C3| ANALOG BLUE | Analog Blue

13 . ANALOG Analog Horizontal Synchro-
XUSBO+ USB Lane 0 (positive) C4 HORZ SYNC nization

14| +5V Power? | +5V Power Supply C5| ANALOG GND | AAnalog ground (Return for R,

G and B signals)

15

Ground (return
for +5 V, HSync
and VSync)

Ground

1)

Tabelle 22: Pinbelegung DVI Anschluss

Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Kabellingen und Auflésungen bei SDL Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit
des SDL Kabels:

SDL Kabel

Segmentlange [m]

Auflésung

VGA
640 x 480

SVGA
800 x 600

XGA
1024 x 768

SXGA
1280 x 1024

UXGA
1600 x 1200

FHD
1920 x 1080

1,8

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0018-00
5CASDL.0018-01
5CASDL.0018-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

5CASDL.0050-00
5CASDL.0050-01
5CASDL.0050-03

10

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

5CASDL.0100-00
5CASDL.0100-01
5CASDL.0100-03

15

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-00
5CASDL.0150-01
5CASDL.0150-03

5CASDL.0150-03

20

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-00
5CASDL.0200-03

5CASDL.0200-03

25

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

5CASDL.0250-00
5CASDL.0250-03

30

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-00
5CASDL.0300-03

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

5CASDL.0300-13

40

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

5CASDL.0400-13

Tabelle 23: Kabellangen und Aufldsungen bei SDL Ubertragung
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Kabellingen und Auflésungen bei DVI Ubertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlange und max. Auflésung in Abhangigkeit

des DVI Kabels:
DVI Kabel Auflésung
) VGA SVGA XGA SXGA UXGA FHD
Segmentldnge [m] 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1920 x 1080
5CADVI.0018-00 5CADVI.0018-00 5CADV1.0018-00 5CADVI.0018-00

1,8

5CADVI.0018-00

5CADVI.0018-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI1.0050-00

5CADVI1.0050-00

5

Tabelle 24: Kabellangen und Aufldsungen bei DVI Ubertragung
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2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird tber die Systemeinheit nach au3en gefiihrt.

Ethernet 1 Anschluss (ETH1")

Controller Realtek RTL8111B/C?
Verkabelung S/STP (Catbe)
Eb.temagungsgescm’“i”dig' 10/100/1000 MBit/s®
ei
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s*
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Link LED Speed LED
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 25: Ethernet Anschluss (ETH1)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Bei den CPU Boards 5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 ist der Realtek 8111B integriert.
Bei den CPU Boards 5PC800.B945-05 und 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 ist der Realtek 8111C integriert.

3) Umschaltung erfolgt automatisch.

4) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Wichtige Information zur Ubertragungsgeschwindigkeit

Auf Grund thermischer Gegebenheiten ist der Betrieb der ETH1 im 1000 MBit/s Modus mit den CPU Boards
5PC800.B945-00, -01, -02, -03, -04 nur unter Verwendung eines Lfter Kits oder Verwendung von Kihlkdrpern
(5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01) ab Rev. DO (siehe "Temperaturangaben" auf Seite 31) erlaubt. Bei den CPU
Boards 5PC800.B945-10, -11, -12, -13, -14 mit den Kiihlkérpern 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-01 und dem
CPU Board 5PC800.B945-05 mit dem Kiihlkérper 5AC801.HS00-02 entfallt diese Limitierung.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers RTL8111B/C ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen
fur die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber
zum Download bereit.

Information:

Benotigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.
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2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird Gber die Systemeinheit nach auften gefihrt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2")
Controller Intel 82573L
Verkabelung S/STP (Catbe)
Eb.fmagungsgescr“"””dig' 10/100/1000 MBit/s?
ei
Kabellange max. 100 m (min. Cat5e)
Speed LED Ein Aus
Griin 100 MBit/s 10 MBit/s®
Orange 1000 MBit/s -
Link LED Ein Aus
Orange Link (Eine Verbindung Activity (blinkt) (Daten Link LED Speed LED
zu einem Ethernet Netz- werden Ubertragen)
werk ist vorhanden)

Tabelle 26: Ethernet Anschluss (ETH2)

1) Die am Geréat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Ubertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Fir den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freige-
gebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Down-

load bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-

laden.
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2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die APC810 Gerate verfiigen Uber einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports,
wovon 5 nach aufden gefihrt und fir den Anwender frei verfligbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen konnen USB Peripheriegerate angeschlossen werden. Auf Grund der Viel-
faltigkeit der am Markt erhaltlichen USB Gerate, kann B&R keine Garantie fiir deren Funktion iiberneh-
men. Fur die bei B&R erhiltlichen USB Geriate wird die Funktion gewaéhrleistet.

Information:

Weitere Informationen siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme”, Abschnitt "Anschluss von USB Peripherie-
geraten™ auf Seite 217.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit duBerster Sorgfalt beziiglich
EMV, Kabelfiihrung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4
Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4")

Typ USB 2.0 4 x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s),Full Speed (12
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit?

USB1, USB3 max. 1A

USB2, USB4 max. 500 mA
Kabellange max. 5 m (ohne Hub)

Tabelle 27: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfligbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB5
Universal Serial Bus (USB5)"

Typ USB 2.0 1 x USB Typ A, female
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsgeschwindig- Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12
keit MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Stromversorgung?

USB5 max. 1A
Kabellange max. 5 m (ohne Hub)

Tabelle 28: USB5 Anschluss

1) Die am Gerat bzw. Modul verfiigbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung
kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien ,USB Strombegrenzungsschalter” (max. 1 A) abgesichert.
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2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT

Bei allen APC810 Systemen ist ein AC97 (Rev. 2.2) kompatibler Soundchip vorhanden bei dem die Kanale MIC,
Line IN und Line OUT von auf3en zuganglich sind.

MIC, Line IN, Line OUT

Controller Realtek AC97 Rev. 2.2 3,5 mm Klinkenanschluss, female
MIC Anschluss eines Mono Mikro-
fon Uber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line IN Einspeisung eines Stereo Line in Si-
gnals tber 3,5 mm Klinkenstecker.
Line OUT Anschluss eines Stereo Wiedergabegerates (z.B.

Verstarker) Uber einen 3,5 mm Klinkenstecker.

MIC - LineIN. = Line OUT

= = —
% — = = —
Power 24 VDC

T

Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT

Treibersupport

Fir den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen fiir die freigegebenen Be-
triebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Bendtigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzu-
laden.

2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch "Schnittstellenop-
tionen (IF Option)" auf Seite 176.

Add-on Schnittstellensteckplatz

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Serialadapter
5AC600.CANI-00 Add-on CAN Interface IEQption
5AC600.458I-00 Add-on RS232/422/458 Interface

Line IN

Tabelle 30: Add-on Schnittstellensteckplatz
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2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2
montiert werden.

Add-on USV Steckplatz

Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul

1 +
2 +
3
4 -
5 NTC (fur Batterietemperaturmessung)
6 NTC (fur Batterietemperaturmessung)
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00 USV Kabel 3 m
APC810 Ready Relais
5AC801.RDYR-01 APC810 Ready Relais /2

Tabelle 31: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)
Informationen zum USV Modul siehe Kapitel 6 "Zubehor", Abschnitt 358.

2.6.11 AP Link Steckplatz

In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Mdglichkeit, einen zweiten Grafikstrang mit

DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00
montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.5SX02-00,
5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 moglich.
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2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCle)

Je nach Variante der Buseinheit kdnnen Standard PCIl 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCle) half-size
Karten gesteckt werden. Diese diirfen die nachfolgenden Abmessungen nicht tberschreiten.

100,5

]

177,7

106,7

258

17,4

55

Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte
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111,15

106,65
100,36

8,25
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15
49,65

57.15

‘4—’—»

59,05

Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCle Karte

Aufgrund mechanischer Einschrankungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card
Slot gesteckt werden. Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit
Karten mdglich ist.

Card Slot 1 Card Slot 2 Card Slot 3 Card Slot 4 Card Slot 5
Systemeinheit Buseinheit
5PC810.SX01-00 5PC810.BX01-00 32-Bit PCI
5PC810.BX01-01 PCle
5PC810.SX02-00 5PC810.BX02-00 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI
5PC810.BX02-01 32 und 64-Bit PCI PCle
5PC810.SX03-00 5PC810.BX03-00 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI PCle
5PC810.SX05-00 5PC810.BX05-00 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32-Bit PCI PCle
5PC810.BX05-01 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI PCle PCle PCle
5PC810.BX05-02 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI 32 und 64-Bit PCI

Tabelle 32: Ubersicht 64-Bit Karten
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Card Slot 2

Card Slot 1 Card Slot 1

5PC810.SX01-00 5PC810.5X02-00

Card Slot 3
Card Slot 2
Card Slot 1

5PC810.5X03-00

Card Slot 5
Card Slot 4
Card Slot 3
Card Slat 2
Card Slot 1

5PC810.SX05-00
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2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit integriert und befinden sich hinter der orangen Frontabdeckung.

Status LEDs

LED Farbe Status Bedeutung
Power Grin Ein Spannungsversorgung OK
Rot Ein Das System befindet sich im Stromspar- Standby
Modus (S5: Soft-off Modus; S4: Hibernate Modus
-Suspend-to-Disk oder S3: Suspend-to-RAM)
Orange" | Ein Spannungsversorgung nicht OK; das System
lauft im Batteriebetrieb.
HDD Gelb Ein Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF,
HDD, CD, usw.)
Link1 Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor /

Panel Stecker an.

Blinkend Eine aktive SDL Verbindung wurde durch ei-
nen Spannungsverlust der Displayeinheit unter-
brochen.

Link2 Gelb Ein Zeigt eine aktive SDL Verbindung am AP Link an.
Blinkend Eine aktive SDL Verbindung am AP Link wurde
durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit
unterbrochen.

Tabelle 33: Daten Status LEDs
1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird Uber Lichtleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung gefihrt.

Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite

2.6.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter
Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter kdnnen verschiedene BIOS Defaultwerte-
profile eingestellt werden.
Schalterstellung Beschreibung
0 Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1 Profil 1: Optimiert fiir die Systemeinhei-
ten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und
5PC810.SX03-00
2 Profil 2: Optimiert fiir die Systemeinheit
5PC810.SX05-00
3 Profil 3: Optimiert fur die Systemeinheit
5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-01
4 Profil 4: Reserviert
5 Profil 5: Optimiert fiir die Systemeinheiten
5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00

Tabelle 34: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte fiir
dieses System dar und sollte daher nicht geédndert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control
Center angezeigt.
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Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstitzung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitaten.
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Power Taster

Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-
spitze) betatigt werden.

Der Power Taster verhalt sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit
ATX Netzteil:

kurzes Driicken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und
APCB810 ausschalten.

langes Driicken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC810 aus (Da-
tenverlust méglich!).

Beim Driicken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.

Tabelle 35: Power Taster

2.6.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware 2 V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heidt, dass
das Gerat trotz gedriickter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware < V00.11 startet das
System bei langerem Driicken (ca. 10 Sekunden) und wieder loslassen des Reset Tasters nicht mehr.

Reset Taster

Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-
spitze) betatigt werden.

Wenn der Reset Taster betatigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgeldst.
Der APC810 startet neu (Kaltstart).

Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.

Tabelle 36: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust fiihren!

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48
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2.6.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC), der individuell gespeicherten
BIOS Einstellungen sowie der Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die
Pufferdauer der Batterie betragt mindestens 2% Jahre (bei 50°C, 8,5 yA der zu versorgenden Komponenten und
einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleildteil dar und sollte regelmaRig (mindestens nach
der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Tauschbar Ja, von auflen zugénglich ' o
2% Jahre? < Brone :
Lebensdauer 2 | Fiotle .
Link 1
Bestellnummer Kurzbeschreibung : e
Batterien f Link 3 Reset
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stiick, 3 V, 950 mAh Knopfzelle Hardware 2 o =
— Security Key - Battery -~
4A0006.00-000 Lithium Batterie 1 Stlick, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle g i i 2
Tabelle 37: Batterie
1) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittiung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerates und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System
ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschliefiend bewertet. Der
ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard
Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation Uber die
ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus Bedeutung

N/A Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstiitzt.

GOOD Pufferung der Daten ist gewahrleistet.

BAD Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch fiir
ca. 500 Stunden gewahrleistet.

Tabelle 38: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazitat als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten
noch fir ca. 500 Stunden gewabhrleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch
einen Goldfolienkondensator gepuffert.
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2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)

Als Hardware Security Key (Dongle) fir den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen Dongle basierend auf
dem DS1425 von MAXIM (friher Dallas Semiconductors).

Hardware Security Key
Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Security Key (Dongle) gesteckt HDD
werden. _cmos. :
4 Profile : .
- Hardware .
_Security Key. -
Tabelle 39: Hardware Security Key
Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Gber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es kénnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)

Anschluss PATA Master
CompactFlash
Typ Typ |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 40: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.20 CompactFlash Slot 2

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern Gber IDE PATA mit dem
Chipset verbunden. Es konnen CompactFlash Karten des Types | gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF2)

Anschluss PATA Slave
CompactFlash
Typ Typ |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CompactFlash

5CFCRD.0512-06

CompactFlash 512 MByte B&R

5CFCRD.1024-06

CompactFlash 1024 MByte B&R

5CFCRD.2048-06

CompactFlash 2048 MByte B&R

5CFCRD.4096-06

CompactFlash 4096 MByte B&R

5CFCRD.8192-06

CompactFlash 8192 MByte B&R

5CFCRD.016G-06

CompactFlash 16 GByte B&R

5CFCRD.032G-06

CompactFlash 32 GByte B&R

5CFCRD.0064-03

CompactFlash 64 MByte WD

5CFCRD.0128-03

CompactFlash 128 MByte WD

5CFCRD.0256-03

CompactFlash 256 MByte WD

5CFCRD.0512-03

CompactFlash 512 MByte WD

5CFCRD.1024-03

CompactFlash 1024 MByte WD

5CFCRD.2048-03

CompactFlash 2048 MByte WD

5CFCRD.4096-03

CompactFlash 4096 MByte WD

5CFCRD.8192-03

CompactFlash 8192 MByte WD

Tabelle 41: CompactFlash Slot (CF2)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!
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2.6.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern tGiber SATA | und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1

Anschluss SATA | und USB
Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in com-

pact Hard Disk in einem Slide-in Slot. ] :
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit Sgl‘:;':" ciwos.

erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie grrofle

das Manual zum Einsatz der Harddisk. ‘
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in). BT : ; At
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in). : - : : Ha'rdmre .

_Security K

Tabelle 42: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss dies vom Betriebssystem unterstitzt wer-
den.

2.6.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern Uber eine PCle to SATA Bridge (SiL 3531) und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 2
Anschluss PCle to SATA Bridge (SiL 3531) und USB
Bestellnummer Kurzbeschreibung
Laufwerke
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit -
erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Harddisk. ng-;" Ss'il':;-:n
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in). )
= = Lo
Tabelle 43: Slide-in Slot 2
Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen Gegebenheiten
(SchlieBen der Fronttiire) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu konnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-
den.

Information:

Benotigte Treiber sind je nach verwendetem Betriebssystem von der B&R Homepage herunterzuladen.
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2.6.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern Gber SATA | mit dem Chipset verbunden.

Slide-in compact Slot

Anschluss

SATA |

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Laufwerke

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Be-
achten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.

5AC801.HDDI-03

250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard
Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der
Harddisk.

5AC801.SSDI-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-01

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-02

180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

5AC801.SSDI-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact

UsSBS

cr

Information:

Tabelle 44: Slide-in compact Slot

Die SATA | Schnittstelle besitzt die Fahigkeit zum Austausch von Datentragern im laufenden Betrieb
(Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu konnen, muss dies vom Betriebssystem unterstiitzt wer-

den.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe "Vorgangsweise" auf Seite 398.
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3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerat. Sie besteht aus dem Ge-
hause mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttire bzw. ober-

seitig leicht zuganglich. Die Systemeinheiten gibt es in den GrolRen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 5PC810.SX01-00

Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 1 PCl oder 1 PCle Slot
* SRAM 512 kByte onboard
* Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk

Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Kapitel 2
Technische Daten

Model number

Short description

Figure

Systemeinheiten

5PC810.SX01-00

APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhangig vom
Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/
Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC
(Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91
gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX01-00

APC810 Bus, 1 PCI

5PC810.BX01-01

APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kiihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kiihlkorper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Laufwerke

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Order data
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Model number

Short description

Figure

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-01

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-02

180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5ACPCI.RAIC-06

PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Lifter Kit

5PC810.FA01-00

APCB810 Lufterkit fur Systemeinheit 5PC810.SX01-00.

Serialadapter

5AC600.4851-00

RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.

5AC600.CANI-00

CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00

USV Modul fur APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-
ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor

5ACPCI.ETH1-01

PCI Ethernet Card 1x 10/100

5ACPCI.LETH3-01

PCI Ethernet Card 3x 10/100

Schnittstellen

Tabelle 45: 5PC810.SX01-00 - Order data

Add-on USV Steckplatz

Card Slot - half-size
PCI oder PCle*

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Kuhlkérper

Spannungsversorgung
+24 VDC
COM2

Monitor / Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite
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CMOS Profil Schalter

Power / Reset Taster

Hardware Security Key

Status LEDs

Slide-in compact Slot

Dauermagnet

(Anschluss Uber SATA)
CompactFlash Slot CF2

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1

Anschluss Uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Technische Daten

Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite

Produktbezeichnung

5PC810.SX01-00

Allgemeines
Donglehalter Ja
Kihlung Passiv Uber Kihlkdrper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit "
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code $A3ED
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre ?
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausfihrung Lithium lonen
Power Taster Ja
Reset Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja
ATEX Zone 22 Ja
GL Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX ®
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéngig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX01-00

SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéngig vom verwendeten CPU Board
GroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typl
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound ¥
Eingénge Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 1 PCI Slot oder 1 PCle Slot 9
Slide-in Laufwerke Nein
Slide-in compact Laufwerke 1
Automation Panel Link Slot Nein
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©)

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)
Lagerung

Transport

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX01-00

Schock ©
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig) ”

Mechanische Eigenschaften

Gehause ®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (4hnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (dhnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 81,3 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

96,5 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Hohe 270 mm

Tiefe 252,7 mm
Gewicht ca. 2200 g (komponentenabhangig)

1) Beim APC810 GM45 ist ein Liifter Kit zwingend erforderlich.

Tabelle 46: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

2) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

3) Maintenance Controller Extended
4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX01-00 und 5PC810.BX01-01.
6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter i. NN.

8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48
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Abmessungen
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Bestellnummer Angabe in mm
5AC801.HS00-00 12,8
5AC801.HS00-01 28
5AC801.HS00-02 12,8
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Abbildung 21: 5PC810.SX01-00 - Abmessungen
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Bohrschablone

Technische Daten e Einzelkomponenten

Montageblechumriss (APC810)
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Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel
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Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone
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Technische Daten e Einzelkomponenten

3.1.2 5PC810.SX02-00

Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCl und 1 PCle Slot
* SRAM 512 kByte onboard

» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk

¢ Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels tber SDL

Bestelldaten

Model number

Short description

Figure

Systemeinheiten

5PC810.5X02-00

APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCl Ex- press, PCI, abhan-
gig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link Transmitter;
1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display
Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme
0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX02-00

APC810 Bus, 2 PCI

5PC810.BX02-01

APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.B8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kiihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kiihlkorper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00

Ready Relais fiir APC810

5AC801.SDL0-00

Smart Display Link/DVI-D Transmitter

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Order data
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Model number Short description Figure
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.

Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Lifter Kit
5PC810.FA02-01 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revi-
sion DO.
Serialadapter
5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fiir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 47: 5PC810.SX02-00 - Order data

Schnittstellen

Add-on Schnittstellensteckplatz

Add-on USV Steckplatz

Line OUT
AP Link Steckplatz

Card Slot 2 - half-size Y Spannungsversorgung
PCI oder PCle* 4 +24 VDC

Card Slot 1 - half-size
PCI oder PCle*

Monitor / Panel

SDL (Smart Display Link) / DVI
ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kihlkérper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite
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CMOS Profil Schalter
Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss uber SATA)

Hardware Security Key

Batterie

USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss Uber SATA)
CompactFlash Slot CF2

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Dauermagnet

Technische Daten

Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite

Donglehalter Ja
Kiihlung Passiv Uber Kiihlkérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit "
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code $A3C7
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2% Jahre 2
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zugéanglich
Ausfiihrung Lithium lonen
Power Taster Ja
Reset Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2 Ja
ATEX Zone 22 Ja
GL Ja
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX ®
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéangig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.5X02-00

SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéngig vom verwendeten CPU Board
GroRe abhéngig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typl
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 4
Eingénge Mikrofon, Line In
Ausgénge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl / PCle Slots
Anzahl 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1PCle Slot

Slide-in Laufwerke

1

Slide-in compact Laufwerke

1

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC #25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©)

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Kapitel 2
Technische Daten

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.5X02-00

Schock ©
Betrieb 159, 11 ms
Lagerung 309,15 ms
Transport 309,15 ms
Meereshohe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig) ”

Mechanische Eigenschaften

Gehause ®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (4hnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (dhnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 120,8 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

136 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Hohe 270 mm

Tiefe 254,6 mm
Gewicht ca. 2800 g (komponentenabhangig)

1) Beim APC810 GM45 ist ein Liifter Kit zwingend erforderlich.

Tabelle 48: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

2) Bei 50°C, 8,5 A der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

3) Maintenance Controller Extended
4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX02-00 und 5PC810.BX02-01.
6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter i. NN.

8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.
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Abmessungen

Technische Daten e Einzelkomponenten
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Information:

Das Maf “A” ist vom verwendeten
Kuhlkérper abhangig!

Bestellnummer Angabe in mm
5AC801.HS00-00 12,8
5AC801.HS00-01 28
5AC801.HS00-02 12,8

Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Bohrschablone

2707
262

181

Montageblechumriss (APC810)

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

0 203 90,3110,5

Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone
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3.1.3 5PC810.SX03-00

Allgemeines

» Steckplatz fur eine Buseinheit mit 2 PCl und 1 PCle Slot
* SRAM 512 kByte onboard

» Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk

* Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels Gber SDL

Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Model number

Short description

Systemeinheiten

5PC810.SX03-00

APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCl Ex- press, PCI, abhan-
gig vom Bus); 1 Slot fir Automation Panel Link Transmitter;
1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display
Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder-
zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX03-00

APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kihlkorper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00

Ready Relais fiir APC810

5AC801.SDL0-00

Smart Display Link/DVI-D Transmitter

Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Order data
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Model number

Short description Figure

5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.

Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-

tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00 32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-01 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-02 180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
Lifter Kit
5PC810.FA03-00 APC810 Lufterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX03-00.
Serialadapter
5AC600.4851-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00 USV Modul fir APC620, APC810, PPC800; fiir Systemeinhei-

ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 49: 5PC810.SX03-00 - Order data

Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz
AP Link Steckplatz Add-on Schnittstellensteckplatz

Card Slot 3 - half-size MIC, Line IN

PCI oder PCle* Line OUT
Card Slot 2 - half-size

PCI oder PCle*
Card Slot 1 - half-size

PCI oder PCle*

Spannungsversorgung

Monitor / Panel

SDL (Smart Display Link) / DVI
ETH1 (10/100/1000 MBit)
ETH2 (10/100/1000 MBit)
USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kuhlkérper

* Abhéangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite
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Technische Daten e Einzelkomponenten

CMOS Profil Schalter

Power / Reset Taster

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uber SATA)

Hardware Security Key

Batterie
USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss uber SATA)
CompactFlash Slot CF2

Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss Uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.SX03-00
Allgemeines
Donglehalter Ja
Kuhlung Passiv Uber Kiihlkdrper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code $B2C3
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2Y2 Jahre 2
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power Taster Ja
Reset Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 3
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéngig vom verwendeten CPU Board
SRAM
GroRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fiir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.SX03-00

Speicher
Typ abhéangig vom verwendeten CPU Board
Grolle abhangig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COoM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COoM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausflihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typ |
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausfiihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle
Ausflihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 4
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgange Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCl/PCle Slots
Anzahl 2 PCl und 1PCle Slot 9

Slide-in Laufwerke

1

Slide-in compact Laufwerke

1

Automation Panel Link Slot Ja

Add-on USV Steckplatz Ja

Einschub fiir Lifter Kit Ja

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 VDC +25%
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fiir < 300 us
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen

Schutzart nach EN 60529 1P20

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ©

Betrieb 159, 11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten
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Technische Daten e Einzelkomponenten

Produktbezeichnung

5PC810.SX03-00

Meereshohe
Betrieb

max. 3000 m (komponentenabhangig)

Mechanische Eigenschaften

Gehause ®

Material verzinktes Blech, Kunststoff

Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)

Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen

Breite 140,8 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02

156,5 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01

Héhe 270 mm

Tiefe 254,6 mm
Gewicht ca. 3200 g (komponentenabhéngig)

Tabelle 50: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lufter Kit zwingend erforderlich.
2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

3) Maintenance Controller Extended

4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Es kann die Buseinheit 5PC810.BX03-00 mit 2 PCI und 1 PCle Slot verwendet werden.

6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.

7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter . NN.
8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.
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Abmessungen
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Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen
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Bohrschablone

Technische Daten e Einzelkomponenten

2704
2624

181

Montageblechumriss (APC810)

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

0

100,5 131

Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone
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3.1.4 5PC810.SX05-00

Allgemeines

» Steckplatz fir eine Buseinheit mit 4 PCl und 1 PCle Slot oder 2 PCl und 3 PCle Slots oder 5 PCI Slots
* SRAM 512 kByte onboard

* Einschub fir 1 Slide-in compact Laufwerk und 2 Slide-in Laufwerke

¢ Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels tber SDL

Bestelldaten

Model number

Short description

Systemeinheiten

5PC810.SX05-00

APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCl, abhangig
vom Bus); 1 Slot fiir Automation Panel Link Transmitter; 1 Sli-
de-in compact und 2 Slide-in Steckplatze; Smart Display Link/
DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000,
24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme
0TB103.91 gesondert bestellen)

Erforderliches Zubehor

Buseinheiten

5PC810.BX05-00

APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-01

APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-02

APC810 Bus, 5 PCI

CPU Boards

5PC800.B945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Feldklemmen

0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31
mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31

mm?, Vibrationsschutz durch Schraubflansch

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kiihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kiihlkérper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kuhlkérper fir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Optionales Zubehor

Automation Panel Link Steckkarten

5AC801.RDYR-00 Ready Relais fiir APC810
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter
Laufwerke

5AC801.ADAS-00

SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact
Hard Disk in einem Slide-in Slot.

5AC801.DVDS-00

DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.

5AC801.DVRS-00

DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.

&

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Order data
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Model number

Short description

Figure

5AC801.HDDI-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-04

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDS-00

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erwei-
tertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual
zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.SSDI-00

32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.

5AC801.8SDI-01

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-02

180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5AC801.SSDI-03

60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.

5ACPCI.RAIC-06

PCI RAID System SATA 2x 500 GByte; Hinweis: Beachten Sie
das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Liifter Kit

5PC810.FA05-00

APCB810 Lifterkit fiir Systemeinheit 5PC810.SX05-00.

Serialadapter

5AC600.4851-00

RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620,
APC810 oder PPC700.

5AC600.CANI-00

CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder
PPC700.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5AC600.UPSI-00

USV Modul fiir APC620, APC810, PPC800; fir Systemeinhei-
ten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. HO), 5PC600.SX02-00 (ab Rev.
GO0), 5PC600.5X02-01 (ab Rev. HO), 5PC600.SX05-00 (ab Rev.
FO0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev.
A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel
(5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit
(5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.

Zubehor

5ACPCI.LETH1-01

PCI Ethernet Card 1x 10/100

5ACPCI.ETH3-01

PCI Ethernet Card 3x 10/100

Tabelle 51: 5PC810.SX05-00 - Order data

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48

97

Kapitel 2
Technische Daten



Technische Daten e Einzelkomponenten

Schnittstellen

Add-on USV Steckplatz

AP Link Steckplatz Add-on Schnittstellensteckplatz
Card Slot 1 - half-size MIC. Line IN

PCI oder PCle* :
Card Slot 2 - half-size Line OUT

PCI oder PCle*
Card Slot 3 - half-size

PCI oder PCle*
Card Slot 4 - half-size

PCI oder PCle* Spannungsversorgung
Card Slot 5 - half-size : +24 VDC
PCl oder PCle* COM2

Monitor / Panel
SDL (Smart Display Link) / DVI

ETH1 (10/100/1000 MBit)

ETH2 (10/100/1000 MBit)

USB2, USB4 (max. 500 mA)

USB1, USB3 (max. 1A)

Warnhinweis
Kuhlkérpersiegel

Kuhlkérper

* Abhangig von der verwendeten Buseinheit.

Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite
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CMOS Profil Schalter

Slide-in Slot 1
(Anschluss Uber SATA)

Slide-in Slot 2
(Anschluss Uber SATA)

Batterie

Hardware Security Key

USB5 (max. 1A)

Slide-in compact Slot
(Anschluss (iber SATA)

CompactFlash Slot CF2
Anschluss Uber IDE - PATA

CompactFlash Slot CF1
Anschluss uber IDE - PATA

Serialnummernaufkleber

Lufter Kit Abdeckung

Status LEDs

Power / Reset Taster

Dauermagnet

Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810.SX05-00
Allgemeines
Donglehalter Ja
Kuhlung Passiv Uber Kiihlkdérper und optional unterstiitzend durch ein aktives Lifter Kit
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code $A3EE
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2Y> Jahre 2
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttiire zuganglich
Ausflihrung Lithium lonen
Power Taster Ja
Reset Taster Ja
Summer Ja
Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX 3
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhéngig vom verwendeten CPU Board
SRAM
GréRe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (fiir z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher
Typ abhéangig vom verwendeten CPU Board
GroRe abhéangig vom verwendeten CPU Board

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5PC810.SX05-00

Schnittstellen

COM1
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
comM2
Typ RS232, modemfahig, nicht galvanisch getrennt
Ausfiihrung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO

max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ |
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typ |
usB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausflihrung Typ A
Ubertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausflihrung geschirmter RJ45 Port
Ubertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle
Ausfiihrung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound 4
Eingange Mikrofon, Line In
Ausgange Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschiibe
PCI / PCle Slots
Anzahl 4 PCl und 1 PCle Slots oder
2 PCl und 3 PCle Slots oder
5 PCI Slots 9
Slide-in Laufwerke 2
Slide-in compact Laufwerke 1
Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub fir Lifter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC £25%
Nennstrom 6A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A fir < 300 ps
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 1P20

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhangig
Lagerung komponentenabhangig
Transport komponentenabhangig
Vibration ©

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g

Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g

Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ©

Betrieb 159,11 ms

Lagerung 309,15 ms

Transport 309,15 ms

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810.SX05-00
Meereshdhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhangig)
Mechanische Eigenschaften
Gehéause ®
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung eingefarbter oranger Kunststoff (ahnlich Pantone 144CV)
Lackierung hellgrau (&hnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (&hnlich Pantone 432CV)
Abmessungen
Breite 201,7 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02
216,9 mm mit Kiihlkérper 5AC801.HS00-01
Héhe 270 mm
Tiefe 254,5 mm
Gewicht ca. 3900 g (komponentenabhéngig)

Tabelle 52: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Kapitel 2
Technische Daten

1) Beim APC810 GM45 ist ein Lufter Kit zwingend erforderlich.

2) Bei 50°C, 8,5 pA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
3) Maintenance Controller Extended

4) Wird vom GM45 Chipsatz nicht mehr unterstitzt.

5) Die PCI Slots und PCle Slots sind abhangig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01 und 5PC810.BX05-02.
6) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
7) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter . NN.
8) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflachenbeschaffenheit maglich.
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Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen
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Bohrschablone

2707
2621

Montageblechumriss (APC810)

Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel

0 25,7 95,7

165,7 191,4

Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone
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3.2 Buseinheiten

3.2.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot GréRen mit PCIl und / oder

PCI Express Unterstitzung erhéltlich.

1 PCI Slot 1 PCle Slot

5PC810.BX01-00 5PC810.BX01-01

Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten

2 PCI Slots 1 PCle Slot
1 PCI Slot

5PC810.BX02-00 5PC810.BX02-01

Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten

1 PCle Slot
2 PCI Slots

5PC810.BX03-00

Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit

Automation PC 810 Anwenderhandbuch V 1.48
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1 PCle Slot

4 PCI Slots

5PC810.BX05-00

5 PCI Slots

3 PCle Slots

5PC810.BX05-01

5PC810.BX05-02

Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Buseinheiten

5PC810.BX01-00 APC810 Bus, 1 PCI

5PC810.BX01-01 APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)
5PC810.BX02-00 APC810 Bus, 2 PCI

5PC810.BX02-01 APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)

5PC810.BX03-00

APC810 Bus,

2 PCI, 1 PCI Express (x4)

5PC810.BX05-00

APC810 Bus,

4 PCI, 1 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-01

APC810 Bus,

2 PCI, 3 PCI Express (x1)

5PC810.BX05-02

APC810 Bus,

5 PCl

Tabelle 53: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810.
BX01-00 BX01-01 BX02-00 BX02-01 BX03-00 BX05-00 BX05-01 BX05-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus HazlLoc Class 1 Division 2 Ja - Ja - - - - -
ATEX Zone 22 Ja - Ja - - - - -
GL Ja Ja Ja Ja - - - -
Einschiibe
PCle Slots
Anzahl - 1 - 1 1 1 3 -
Ausfiihrung - PCle - PCle PCle PCle PCle -
half-size half-size half-size half-size half-size
Standard - 1.0a - 1.0a 1.0a 1.0a 1.0a -
Bus Speed - x4 (10 - x4 (10 x4 (10 x1 (2,5 x1 (2,5 -
GByte/s) GBytels) GBytels) GByte/s) GByte/s)

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810. 5PC810.
BX01-00 BX01-01 BX02-00 BX02-01 BX03-00 BX05-00 BX05-01 BX05-02
PCI Slots
Anzahl 1 - 2 1 2 4 2 5
Typ 32 Bit - 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit 32 Bit
Ausfiihrung PCI half-size - PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size | PCI half-size
Standard 22" - 22" 229 220 22" 22" 22"
Bus Speed 33 MHz - 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz 33 MHz
PClI to PCI Bridge - - - - - - - Ja, Slot
4 und 5

Tabelle 54: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

1) Aufgrund mechanischer Einschrankungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Eine Tabelle im
Anwenderhandbuch gibt eine Ubersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten méglich ist.
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3.3 CPU Boards 945GME

3.3.1 Aligemeines

* AMIBIOS

* Intel® 945GME Chipsatz
» 2x DDR2 Speichersockel
* Dual Channel Memory

* Intel® GMA 950

* Gigabit Ethernet

3.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Abbildung

Tabelle 55: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

CPU Boards

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.8945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

Erforderliches Zubehor

Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01

SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01

SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01

SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Abbildung

Tabelle 56: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Bestelldaten
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3.3.3 Technische Daten 5PC800.B945-0x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-00 | 5PC800.B945-01 | 5PC800.B945-02 | 5PC800.B945-03 | 5PC800.B945-04 | 5PC800.B945-05
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
cULus - - - - - Ja
GL - - - - - Ja
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core™2 Intel®
Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400 Atom™ N270
Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz 1660 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2 1
Architektur 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 65 nm 45 nm
L1 Cache 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 32 kByte 24 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte 512 kByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz 533 MHz
Intel® 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja Nein
Intel® Virtualization Technology Ja Ja Ja Nein Ja Nein
(VT-x)
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- Ja Ja Ja Nein Ja Ja
nology
Chipsatz Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR2
GroRe max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte "
Farbtiefe max. 32 Bit
Aufldsung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 57: 5PC800.B945-00, 5PC800.B945-01, 5PC800.B945-02,
5PC800.B945-03, 5PC800.B945-04, 5PC800.B945-05 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.3.4 Technische Daten 5PC800.B945-1x

Produktbezeichnung | 5PC800.B945-10 | 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 5PC800.B945-13 5PC800.B945-14

Allgemeines

Zertifizierungen
CE Ja
cULus Ja

Controller

Boot-Loader embedded AMI BIOS

Prozessor
Typ Intel® Core™ Intel® Core™2 Intel® Core™2 Intel® Cele- Intel® Core ™2

Duo L2400 Duo L7400 Duo U7500 ron® M 423 Duo T7400

Taktfrequenz 1660 MHz 1500 MHz 1060 MHz 1060 MHz 2160 MHz
Anzahl der Kerne 2 2 2 1 2
Architektur 65 nm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 2 MByte 4 MByte 2 MByte 1 MByte 4 MByte
Externer Bus 667 MHz 667 MHz 533 MHz 533 MHz 667 MHz
Intel® 64 Architecture Nein Ja Ja Nein Ja
Intel® Virtualization Technology Ja Ja Ja Nein Ja
(VT-x)
Enhanced Intel SpeedStep® Tech- Ja Ja Ja Nein Ja
nology

Chipsatz Intel® 945GME

Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)

Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5PC800.B945-10 | 5PC800.B945-11 5PC800.B945-12 5PC800.B945-13 5PC800.B945-14
Speichersockel
Typ DDR2
Grolle max. 3 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher bis zu 224 MByte "
Farbtiefe max. 32 Bit
Aufldsung
DVI 2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB 400 MHz RAMDAC, Aufldsung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 1x IDE
Power Management ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)

Tabelle 58: 5PC800.B945-10, 5PC800.B945-11, 5PC800.B945-12, 5PC800.B945-13, 5PC800.B945-14 - Technische Daten

1) Wird im Hauptspeicher allokiert.
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3.4 Kiihlkoérper

3.4.1 Bestelldaten

Technische Daten e Einzelkomponenten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Kiihlkorper

5AC801.HS00-00

APC810 Kihlkérper fiir CPU Boards mit Dual Core Prozessoren
L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.

5AC801.HS00-01

APC810 Kihlkorper fir CPU Boards mit Dual Core Prozessor
T7400, T9400 und P8400.

5AC801.HS00-02

APC810 Kiihlkorper fiir CPU Board mit Atom Prozessor N270.

Erforderliches Zubehor

CPU Boards

5PC800.8945-00

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-01

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.B945-02

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-03

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-04

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111B.

5PC800.8945-05

Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz
FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir SO-
DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek
Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-10

Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-11

Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-12

Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533
MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-13

Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533
MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fiir
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

5PC800.B945-14

Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667
MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel fur
SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte),
Realtek Ethernet Controller RTL8111C.

3.4.2 Technische Daten

Tabelle 59: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Bestelldaten

Product ID

5AC801.HS00-00

5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02

Allgemeines

geeignet fir CPU Boards

5PC800.8945-00 /-10
5PC800.B945-01 /-11
5PC800.B945-02 / -12
5PC800.8945-03 / -13

5PC800.B945-04 / -14

5PC800.8945-05

Zertifizierungen
CE
GL

ATEX Zone 22

cULus HazLoc Class 1 Division 2 -

Ja
- Ja

Ja -

Ja -

Mechanische Eigenschaften

Material

| Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data
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Product ID 5AC801.HS00-00 5AC801.HS00-01 5AC801.HS00-02
Abmessungen

Breite 228,7 mm

Hoéhe 218 mm

Tiefe 12,8 mm 28 mm 12,8 mm
Gewicht ca. 1700 g ca. 2000 g ca. 1700 g

Tabelle 60: 5AC801.HS00-00, 5AC801.HS00-01, 5AC801.HS00-02 - Technical data
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3.5 Hauptspeicher
3.5.1 Aligemeines
Diese 200-poligen DDR2 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 677 MHz und sind mit
einer Speichergréfe von 512 MByte, 1 GByte und 2 GByte verfugbar.

Werden zwei gleich grol3e (z.B. 1 GByte) Module gesteckt so wird die Dual-Channel Memory Technologie unter-
stutzt. Werden zwei ungleich grofRe (z.B. 1 GByte und 2 GByte) Module gesteckt, so wird diese Technologie nicht
unterstitzt.

Werden zwei 2 GByte Module gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar.

3.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung
Hauptspeicher

5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300

5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300

5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300

Tabelle 61: 5SMMDDR.0512-01, 5SMMDDR.1024-01, 5SMMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung 5MMDDR.0512-01 | 5MMDDR.1024-01 | 5MMDDR.2048-01
Allgemeines
Typ SO-DIMM DDR2 SDRAM
Speichergrole 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte
Bauart 200 Pin
Organisation 64M x 64 Bit | 128M x 64 Bit | 256M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR2-667 (PC2-5300)
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GL Ja

Tabelle 62: 5MMDDR.0512-01, 5SMMDDR.1024-01, 5SMMDDR.2048-01 - Technische Daten

Information:
Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgefiihrt werden.
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3.6 Laufwerke

3.6.1 5AC801.HDDI-00

Allgemeines

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fiir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusatzlich eine
erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten

verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

5AC801.HDDI-00

Abbildung

LT e T

Tabelle 63: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten
Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kdnnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-00

Allgemeines

intern
zum / vom Host

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

GL Ja
Hard Disk
Kapazitat 40 GByte
Anzahl der Képfe 1
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate

max. 450 MBits/s
max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur)
nominal (Lesezugriff)
maximal (Lesezugriff)

1ms
12,5 ms
23 ms

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten
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Kapitel 2
Technische Daten

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-00
Umgebungsbedingungen
Temperatur 2
Betrieb 3 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 4 -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ©
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST940817SM

Tabelle 64: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.

3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

6) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

§100 Hf

8 95 ++

& 90

2 85

S 80 -

st

£ T z

5 65 1 g

= 60 +r é

i gg I £

X T = g

;- a5 1 §> Betrieb

Q 40 1+ 5

2 35 g

S 30 1+ -

& 25 1

“_,5 20 1+

o 1517

2 10 1+

% 5 T o o H H H | H H H H H H

C 0 —— e —
-80 -70 60 -50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

<gmm Temperatur [°C] s>

Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.2 5AC801.HDDI-01

Allgemeines

Diese 80 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusatzlich eine
erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten
verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung Abbildung

Undefined

5AC801.HDDI-01

80 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Harddisk.

T

Technische Daten

Tabelle 65: 5AC801.HDDI-01 - Bestelldaten

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-01

Allgemeines

zum / vom Host

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja
Hard Disk
Kapazitat 80 GByte
Anzahl der Képfe 2
Anzahl der Sektoren 156.301.488
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm +1%
Hochlaufzeit typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 750.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,6 ms
Datentransferrate

intern max. 450 MBits/s

max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)

Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms
nominal (Lesezugriff) 12,5 ms
maximal (Lesezugriff) 23 ms
Umgebungsbedingungen

Temperatur ?
Betrieb 3 -30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden 4 -30 bis 85°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten
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Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-01
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 5000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ©
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 133 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST980817SM

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Tabelle 66: 5AC801.HDDI-01 - Technische Daten

Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.

Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshoéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-

und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.

Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

Betrieb

Lagerung / Transport

Relative Luftfeuchtigkeit [%RH] (nicht kondensierend
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Abbildung 40: 5AC801.HDDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.3 5AC801.HDDI-02

Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusatz-
lich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800
Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer

Kurzbeschreibung

Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDI-02

160 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk
mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das
Manual zum Einsatz der Hard Disk.

(TILF
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Tabelle 67: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten
Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-02
Allgemeines
Zertifizierungen
CE Ja
GL Ja
Hard Disk
Kapazitat 160 GByte
Anzahl der Kopfe 3
Anzahl der Sektoren 312.581.808
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 300.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 12 ms
Datentransferrate
intern max. 84,6 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1,5ms
nominal (Lesezugriff) 12ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-02

Umgebungsbedingungen

Temperatur 2
Betrieb -15 bis 80°C
Betrieb - 24 Stunden ® -15 bis 80°C
Lagerung -40 bis 95°C
Transport -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit 4
Betrieb 8 bis 90%, nicht kondensierend 5
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend ©
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend ©
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschadigung
Schock
Betrieb 325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 900 g, 1 ms; keine Beschadigung
120 g, 11 ms; keine Beschadigung
Transport 900 g, 1 ms; keine Beschadigung
120 g, 11 ms; keine Beschéadigung
Meereshéhe
Betrieb -300 bis 3000 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix 1
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 1359
Herstellerinformation
Hersteller Fujitsu

Herstellerbezeichnung

MHY2160BH-ESW

Tabelle 68: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflachentemperatur.
2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

4) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 15% pro Stunde.

5) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
6) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
7) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 41: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.4 5AC801.HDDI-03
Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung Abbildung

Laufwerke

5AC801.HDDI-03 250 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. -

Optionales Zubehér ¥ v I

Laufwerke . v i

5MMHDD.0250-00 250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fiir 5AC801.HDDI-03 und = )

5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Ein- P i
satz der Hard Disk. : [e{
)

AR

5

Tabelle 69: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten
Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir diese Einzelkompo-
nente alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerit abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem
z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung 5AC801.HDDI-03
Allgemeines
Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja

cULus Hazloc Class 1 Division 2 Ja

ATEX Zone 22 Ja

GL Ja
Hard Disk
Kapazitat 250 GByte
Anzahl der Kopfe 1
Anzahl der Sektoren 488.397.168
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF 550.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 5,56 ms
unterstiitzte Transfermodi SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6

PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6

Datentransferrate

intern max. 1175 MBit/s

zum / vom Host max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit

minimal (Spur zu Spur) 1ms

nominal (Lesezugriff) 14 ms

maximal (Lesezugriff) 30 ms

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-03

Umgebungsbedingungen

Temperatur 2
Betrieb 3 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshohe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ©
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung ST9250315AS

Tabelle 70: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.

5) Luftfeuchtigkeitsgradient:

Maximal 30% pro Stunde.

6) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm
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Abbildung 42: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm
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3.6.5 5AC801.HDDI-04

Allgemeines

Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist fir den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact
Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

500 GByte Hard Disk

» Slide-in compact

fir 24 Stunden Betrieb spezifiziert
S.M.A.R.T. Support

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA angesprochen.

Bestelldaten

Bestellnummer Kurzbeschreibung

Laufwerke

500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk.
Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. e
Optionales Zubehor

Laufwerke

500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil fir 5AC801.HDDI-04,
5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten
Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 71: 5AC801.HDDI-04 - Bestelldaten

Abbildung

5AC801.HDDI-04

5MMHDD.0500-00

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur fiir dieses Zubehorteil
alleine giiltig und kénnen von denen zum Gesamtgerat abweichen. Fiir das Gesamtgerit, in dem z.B.

dieses Zubehor verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerat angegebenen Daten.

Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Allgemeines

intern
zum / vom Host

Zertifizierungen

CE Ja

cULus Ja
Hard Disk
Kapazitat 500 GByte
Anzahl der Kopfe 2
Anzahl der Sektoren 976.773.168
Bytes pro Sektor 512 (logical) / 4096 (physical)
Cache 16 MByte
Drehzahl 5400 rpm £0,2%
Hochlaufzeit typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
MTBF 1.000.000 POH "
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Zugriffszeit 55ms
unterstiitzte Transfermodi SATA Il
Datentransferrate

max. 147 MByte/s
max. 150 MByte/s (SATA 1), max. 300 MByte/s (SATA II)

Positionierzeit

nominal (Lesezugriff) 11 ms
maximal (Lesezugriff) 21 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 3 0 bis 60°C
Betrieb - 24 Stunden 4 0 bis 60°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten
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Produktbezeichnung

5AC801.HDDI-04

Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration

Betrieb (dauerhaft)
Betrieb (gelegentlich)

5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler

Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb 400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshéhe
Betrieb -305 bis 3048 m
Lagerung -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix ©
Abmessungen
Breite 13 mm
Héhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 134 ¢

Herstellerinformation

Hersteller

Western Digital

Herstellerbezeichnung

WDS5000LUCT

Tabelle 72: 5AC801.HDDI-04 - Technische Daten

1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflachentemperatur.
2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshéhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu-
und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
4) 24 S